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GEHAUSEEINRICHTUNG FUR EINE IN EINER ELEKTRONISCHEN KARTE IMPLEMENTIERBARE
ELEKTRONISCHE SCHALTUNG SOWIE EIN VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER
DERARTIGEN KARTE

Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Geh&useeinrichtung fir eine elektronische Schaltung,
die in einer elektronischen Karte fir einen elektromagnetisch bewirkten Daten-
austausch aufnehmbar ist.

10 Elektronische Karten mit einer implementierten elektronischen Schaltung sind be-
kannt und werden z.B. als Telephonkarte, als Kreditkarte mit integrierter Tele-
phonkartenfunktion, etc. verwendet. Hierbei wird die elektronische Schaltung in
Form eines hermetisch gekapseiten Gehauses auf das Tragerelement der elek-
tronischen Karte aufgesetzt. Eine derartige Vorgangsweise besitzt den Nachteil,

15 dafB sie nur kostenaufwendig durchfilthrbar ist, da die Kapselung des Mikrochips
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El ectronic card for el ectromagneti c data exchange and a process for nmanu-

facturing such a card 5 Descri ption
The invention relates to an electronic card for el ectromagnetic data
exchange, the el ectronic card having an electronic circuit, which is
cont ai ned i "V KR ng, as well as process for nanufawcmawmguanch a
card.
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aufgrund der Temperaturanfélligkeit der elektronischen Bauteile nur schwierig
durchzufthren ist. '

Seit kurzem werden derartige elektronische Karten nicht nur fir die 0.g. Funktio-
nen eingesetzt. Vielmehr werden sie auch in sogenannten Transponder-Karten,
5 wie z.B. in elektronischen Karten far ein Radiofrequenz-ldentifikations-System
zum Wiederauffinden von Gepéckstiicken, eingesetzt. Hierbei besteht die elek-
tronische Schaltung aus einem Antennenelement und einer mit diesem Anten-
nenelement Uber dinne Drahte verbundenen Auswertungseinheit. Eine derartige,
elektronische Schaltung ist aufgrund ihrer rdumlichen Ausdehnung nicht mehr -
10 wie z.B. ein Mikrochip - einfach durch ein KunststoffspritzguRverfahren kapsel-
bar, da durch den Spritzdruck die das Antennenelement und die Auswertungsein-
heit der elektronischen Schaltung verbindenden Drahte beschadigt wirden. Man
.ist daher zur Zeit gezwungen, diese elektronische Schaltung durch Einlamenie-
ren zu verschlieBen, was bei einer Temperatur von 130° fur 20 bis 30 Minuten
15 geschieht. Eine derartige Vorgangsweise besitzt den Nachteil, dal die hierzu er-
forderliche Arbeitstemperatur fir die elektronische Schaltung in der Regel an der
Grenze des technisch Mdglichen liegt, so dall bei der jetzigen Produktion derarti-

ger elektronischer Karten mit einer hohen Ausfalisrate gerechnet wird.

Klarstellend zu den oben genannten Karten soll noch aufgefihrt werden, dall es

20 sich bei den gattungsgemaBen Karten nicht um elektronische Karten, wie sie zum
Beispiel in PC's als Steckkarten eingesetzt werden, und um Karten, deren Ge-
héauseeinrichtung bereits das endguiltige Gehause fir die elektronische Karte bil-
den, handelt.

Es ist daher Aufgabe der Erfindung, eine Gehauseeinrichtung fur eine elektroni-

25 sche Schaltung einer elektronischen Karte zu entwickeln, welches bei einer einfa-
chen Herstellung einen guten Schutz fir die in ihr aufgenommene elektronische
Schaltung bietet.

This Sheet Has Been Reﬂ

A



El ectronic cards with an inplenmented electronic circuit are already known
and—are 10 "USed, for exanple, as telephone cards, as credit cards with an

integrated tele- phone card function, etc. In these cases, the
electronic circuit is contained in an hermeti cal | y-engﬁf HJ—,%E%Q casi ng
and is pl acowoOpIBAa supporting el ement of the el ectr @ car The

di sadvantage of this procedure is that it can be carried out only at

rat her high costs, since the encapsul aS%ng of the mcrochipis difficult to
15 carry out, due to the tenperature sensitivity of its electronic

above ment | BiRse Augabe wid SHHRIIBTIN Aadiret Gelscoan B duebet i
transponder gGaidlfahrén RbrgdsteliteeGEhaNeRinrichtung ein Bodenelement und ein Decke-
lelement aufweist, so daR die elekironische Schaltung zwischen den Innenfla-
chen dieser beiden Elemente aufnehmbar ist, daB im Bodenelement und/oder im
5 Deckelelement zumindest eine Vertiefung ausgebildet ist, deren Randkontur auf
die Aufienkontur der aufzunehmenden elektronischen Schaltung abgestimmt ist,
daR durch das Deckelelement die elektronische Schaltung zumindest teilweise
tberdeckbar ist, und dal die Gehduseeinrichtung durch Ummanteln mit Kunst-
stoff zur elektronischen Karte ausbildbar ist.

10 Durch die erfindungsgemaBen MaRnahmen wird in vorteilhafter Art und Weise ei-
ne Gehéauseeinrichtung fir eine elektronische Schaltung einer elektronischen
Karte geschaffen, die in vorteilhafter Art und Weise durch ein einfaches Kunst-
stoffspritzguBverfahren herstelibar ist. Die erfindungsgemaRen, zumindest im Bo-
denelement der Gehauseeinrichtung vorgesehenen Vertiefungen erlauben in vor-

15 teilhafter Art und Weise auch die Aufnahme von raumlich ausgedehnteren elek-
tronischen Schaltungen, welche nach dem Aufeinanderlegen von Bodenelement
und Deckelelement und ggfs. einem Verbinden dieser beiden Elemente sicher
und temperaturgeschitzt im Inneren der Gehauseeinrichtung aufgenommen sind.
Die erfindungsgeméafRe Gehauseeinrichtung kann dann zusammen mit der gegen

20 mechanische und/oder thermische EinfliRe geschatzten elektronischen Schal-
tung in ein Kunststoff-SpritzguBwerkzeug eingelegt und umspritzt werden, um die
endgtiltige elektronische Karte herzustelien.

Eine vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung sieht vor, dall das Bodenelement
und/oder das Deckelelement der erfindungsgeméfien Gehéauseeinrichtung zumin-
25 dest zwei rdumlich voneinander separierte Vertiefungen zur Aufnahme zweier se-
parater Bauteile der elektronischen Schaltung aufweist, wobei diese beide Vertie-
fungen durch zumindest eine Aussparung zur Aufnahme der die beiden vorge-
nannten Teile verbindenden Leitungen verbunden sind. Eine derartige Ausgestal-
tung besitzt den Vorteil, dal} hierdurch in vorteilhafter Art und Weise auch aus
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cards for a radio-frequency identification systemfor tracing |uggage, for

exanpl e. Here the electronic circuit consists of an antenna el enent
and ‘an evaluation unit 20 connected to the antenna elenment via thin wires.
Due to its spatial extension, such an electronic circuit can no

| onger be ewx§I8839at ed by a sinple plastics in- | ect PCHERIOI688 ng
process - like a mcrochip for exanple -, since the wires connect-

ing the antenna el ement and the evaluating unit of the electronic circuit
woul d be darmaged due to the presﬁrre resulting fromthe injection

moul di ng process. 25 Therefore, at present the electronic circuit has to
be seal ed vnehrerérardumlichngetrennten Bauteilen bestehende elektronische Schaltungen

mechanisch und/oder thermisch geschitzt in der erfindungsgeméfen Gehéause-
einrichtung aufgenommen werden kdnnen.

Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung sieht vor, daB3 eine der bei-

5 den Vertiefungen als Aufnahme fur ein Antennenelement und die andere der bei-
den Vertiefungen als Aufnahme fur eine Auswertungseinheit der elektronischen
Schaltung ausgebildet ist. Ein derartiger Aufbau eignet sich besonders fur eine
als Radiofrequenz-ldentifikations-System einsetzbare elektronische Karte.

Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung sieht vor, daf8 die jeweilige
10 Gehauseeinrichtung aus elastischem Material ausgebildet ist. Hierdurch wird in
vorteilhafter Art und Weise ein flexibler Aufbau der elektronischen Karte erreicht.

Weitere vorteilhafte Weiterbildunge_n der Erfindung sind Gegenstand der
Unteranspriiche.

Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfindung sind dem Ausfihrungsbeispie! zu
15 entnehmen, dal im folgenden anhand der Figuren beschrieben wird. Es zeigen:

Figur 1 ein erstes Ausfithrungsbeispiel einer Gehauseeinrichtung fir eine
elektronische Schaltung einer elektronischen Karte,

Figur 2 ein zweites Ausflihrungsbeispiel einer Gehauseeinrichtung flr eine
elektronische Schaltung einer elektronischen Karte, und

20 Figur 3 eine aus der Gehduseeinrichtung der Figur 2 aufgebaute elektroni-
sche Karte.

Das in Figur 1 dargestellte Ausflihfungsbeispiel einer Gehauseeinrichtung 1 zur
Aufnahme einer nur schematisch und strichpunktiert dargesteliten siektronischen
Schaltung 2 gliedert sich im wesentlichen in ein Bodenelement 10 und ein



-2 - process, carried out at a tenperature of 130[err] for 20 to 30

m nut.es. The di sadvan- tage of using such a procedure is that the
necessary working tenperature for the el ectronic card circuit
generally reaches the limts of technological feasibility, so t hat

during the pWeIER%r oducti on of such an el ectronic cards ARG ure
rate 5 is expected. _
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Deckelelement 20, welche durch Verbindungselemente 31a, 31b derart miteinan-
der verbunden sind, daR das Deckelelement 20 auf das Bodenelement 10 ver-
schwenkt werden kann, so daB eine Innenflache 10' des Bodenelements 10 mit
einer Innenflache 20’ des Deckelelements 20 in Anlage kommt. Es war an dieser

5 Stelle festzuhalten, da es zwar vorteilhaft ist, das Bodenelement 10 und das
Deckelelement 20 Gber die Verbindungselemente 31a, 31b miteinander zu ver-
binden, daR es aber auch durchaus mdglich ist, diese Verbindungselemente 31a,
31b entfallen zu lassen, so da@ dann die Gehauseeinrichtung 1 aus zwei separa--
ten Teilen 10, 20 besteht.

10 Das Bodenelement 10 der Gehéauseeinrichtung 1 besitzt eine im wesentlichen
rechteckige Form, die durch Léngsrander 10a und 10b und Querrander 10c und
10d begrenzt wird. Die Gro3e des Bodenelements 10 ist dabei etwas kieiner als
die Grundflache einer die beschriebene Gehauseeinrichtung 1 verwendenden
elektronischen Karte. Das Bodenelement 10 weist zwei Vertiefungen 11 und 12

156 auf, welche zur Aufnahme eines ersten Antennenelements 2a bzw. zur Aufnahme
eines zweiten Antennenelements 2b der elektronischen Schaltung 2 dienen. Des-
weiteren weist das Bodenelement 10 eine Offnung 13 fiir einen Mikrochip 2¢ auf,
welcher von der Oberfldche der elektronischen Karte her zuganglich sein soll.
Wie aus Figur 1 leicht ersichtlich ist, ist die Randkontur 11°, 12' der Vertiefungen

20 11, 12 und diejenige (13') der Offnung 13 auf die AuBenkontur 2a', 2b', 2¢' der je-
weiligen Bauteile 2a, 2b, 2¢ der elektronischen Schaltung 2 abgestimmt, so daf
diese Bauteile 2a-2c der elektronischen Schaltung 2 im wesentlich lagerfixiert im
Bodeneiement 10 der Gehduseeinrichtung 1 aufgenommen sind.

Das Deckelelement 20 der Geh&useeinrichtung 1 ist derart ausgebildet, dal
25 nach einem Umklappen des Deckelelements 20 um die Verbindungselemente
31a, 31b auf das Bodenelement 10 diejenigen Bereiche der elektronischen
Schaltung 2 vom Deckelelement 20 Gberdeckt werden, welche gegen mechani-
sche und/oder thermische EinfliRe geschitzt werden solien: Das Deckelelement
20 weist daher eine mit der Vertiefung 11 des Bodenelements 10



It nust be clarified that the above-nentioned cards are cards which are

nei ther el ectronic cards such as are used with personal conputers for
exanpl e, nor el ec- troni c cards whose casing already constitutes the
final casing for the electronic card. 10 It is the object of the

I nvention tovaews#3®sp a housing for an electronic circuit oPCcaEPre7o16ss
el ectronic card, which is easy to produce and which yields a proper
protection for the electronic circuit contained wthin.

zusammenwirkende weitere Vertiefung 21 sowie eine mit der Vertiefung 12 des
Bodenelements 10 zusammenwirkende weitere Vertiefung 22 auf, welche im
montierten Zustand der Gehéuseeinrichtung 1 zumindest teitweise tber den Ver-
tiefungen 11 bzw. 12 liegen: Zu lllustrationszwecken wird angenommen, daf} die
5 elektronische Schaitung 2 nicht erfordert, da® der in Figur 1 rechte Teil des in der
Vertiefung 11 aufgenommenen, ersten Antennenelements 2a vom Deckelelement
20 gegen thermische und/oder mechanische EinfliRe abgeschirmt wird. Demzu-
folge erstreckt sich der obere Bereich des Deckelelements 20 nicht Gber dessen
volle Breite b, sondern ist in diesen Richtung verkirzt ausgebildet. In entspre-
10 chender Art und Weise ist unter der Annahme, dal} der untere Teil des zweiten
Antennenelements 2b, wenn es in der Vertiefung 12 aufgenommen ist, nicht ge-
gen die vorstehend genannten EinfliRe geschutzt werden muB, vorgesehen, dal
das Deckelelement 20, derart ausgebildet ist, das es nicht den unteren Bereich
des zweiten Antennenelements 2b der elektronischen Schaltung 2 uberdeckt.

15  In entsprechender Art und Weise weist das Deckelelement 20 der Gehauseein-
richtung 1 eine Offnung 23 fur den Mikrochip 2¢ der elektronischen Schaltung
auf. Um nun die elektronischen Bauteile 2a-2¢ der elektronischen Schaltung 2
verbindende Verbindungsdrahte 2d, welche typischerweise einen Durchmesser
von 6/100 mm aufweisen, gegen Warme und Zerreien geschitzt in der Gehéu-

20 seeinrichtung 1 aufnehmen zu kénnen, weist - wie in Figur 1 dargestellt - das
Deckelelement 20 Aussparungen 24a, 24b fur die Verbindungsdréhte 2d auf, wel-
che die Offnung 23 mit den weiteren Vertiefungen 21, 22 verbinden. An diese
Stelle soll angemerkt werden, daR es durchaus auch méglich ist, da@ dieses Aus-
sparungen 24a, 24b auch im Bodenelement 10 der Gehauseeinrichtung 1 ange-

25 ordnet sein kénnen, und daf evtl. dann die Aussparungen 24a, 24b im Deckele-
lement 20 der Gehéuseeinrichtung 1 entfallen. Es ist desweiteren auch méglich,
anstatt der Verbindungsdréahte 2d Folien zu verwenden.

Dem Fachmann ist aus obiger Beschreibung ersichtlich, da® auch im Deckelele-
ment die Ausbildung und Andordnung der Vertiefungen 21,22 und der Offnung 23



This object is achieved according to the invention in that the housing is

provided with a bottomelenment and a top elenent, in that the
electronic circuit is contained 15 between the inner surfaces of these two
el enents, that at | east one of the bottom el enent and_the t | ement
is provi ded WP#HBA% | east one recess, into which the 5?5’@”78’&75?

circuit is inserted, that the shape of the recess corresponds to the outer
shape of the electronic circuit, that the electronic circuit is at |east
partially cov- ered by the top elenent, and that the housing is

T eesron s o] S ARG 28 2 2 ornisct Sl ot
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can der Elemente 10, 20 begrenzten Innenraum der Gehéauseeinrichtung 1 aufzuneh-

men ist, abgestimmt sind. Wichtig hierbei ist nur, dal diese Vertiefungen 11, 12

5 bzw. 21, 22 bzw. Offnungen 13, 23 derart ausgebildet sind, dal in ihnen die elek-

. tronischen Bauteile 2a-2¢ der elektronischen Schaltung 2 gegen eine mechani-

sche und/oder thermische Beschédigung hinreichend geschiitzt aufnehmbar sind.

Bei der beschriebenen Konstruktion ist auRerdem von Vorteil, daR die Gehéause-
einrichtung 1 in einem einfach durchzufthrenden Arbeitsgang durch ein Kunst-
10 stoff-SpritzguBverfahren herstelibar ist, wobei in vorteilhafter Art und Weise auch
~ als Material, das die Gehauseeinrichtung 1 ausbildet, ein elastischer Kunststoff
eingesetzt werden kann. Es ist aber auch méglich, zur Ausbildung der Geh&use-
einrichtung 1 ein starres Kunststofimaterial zu verwenden.

156 Nachdem nun die Gehauseeinrichtung 1 wie vorstehend beschrieben ausgebildet
wurde, werden die Bestandteile 2a-2d der elektronischen Schaltung 2 in die Ver-
tiefungen 11, 12 des Bodenelements 10 eingelegt. Danach wird das Deckelele-

- ment 20 um die Verbindungselemente 31a, 31b auf das Bodenelement 10 ge-
schwenkt, wobei die Verbindungsdrdhte 2d in den Aussparungen 24a, 24b des

20 Deckelelements 20 aufgenommen werden. Danach wird das Bodenelement 10
mit dem Deckelelement 20 zumindest punktuell - vorzugsweise durch Verkieben
oder Verrasten oder Verklemmen oder Verschweiflen - verbunden, so daR das
Deckelelement 20 auf dem Bodenelement 10 fixiert wird. Hierdurch wird auch ei-
ne Transportsicherung fir die elektronische Schaltung 2 ausgebildet, die verhin-

25 dert, dal bei einer Handhabung oder einem Transport die elektronische Schal-
tung 2 aus der Gehauseeinrichtung 1 herausfalien kann.

Die derart gebildete Einheit wird dann in ein Kunststoff-SpritzguRwerkzeug einge-
* legt und durch ein Kunststoff-SpritzguBverfahren zur Ausbildung der fertigen
elektronischen Karte umspritzt, wobei die nicht vom Deckelelement 20



be produced via a sinple plastics injection noulding process in a

conveni ent way. The recesses according to the invention, provided at
| east within the bottomele- 25 nent of the housing, make it
advant.ageously possible to incorporate even spa- tially extended

el ectroni c (WOQUIB, which are contained within the housi nECTER 1658
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abgedeckten, unempfindlichen Bereich der elektronischen Bauteile 2a-2d um-
mantelt werden.

Die beschriebene Gehauseeinrichtung 1 zur Aufnahme der elektronischen Schal-
tung 2 der elektronischen Karte zeichnet sich dadurch aus, daR die die elektroni-

5 sche Schaltung 2 schitzend aufnehmende Geh&useeinrichtung 1 besonders ein-
fach und daher kostenginstig durch ein Kunststoff-SpritzguRverfahren hergestelit
werden kann. Aulerdem ist auf diese Art und Weise méglich, flexible elektroni-
sche Karten zu fertigen.

In Figur 2 ist nur ein zweites Ausfiihrungsbeispiel einer Geh&useeinrichtung 1'

10 dargestelit, welches seinem Grundaufbau nach der Gehauseeinrichtung 1 des in
Figur 1 dargesteliten ersten Ausfilhrungsbeispiels entspricht, so daf gleiche und
einander entsprechende Teile mit den glieichen Bezugszeichen versehen und
nicht mehr ndher beschrieben werden massen.

Einer der Unterschiede zwischen der Gehauseeinrichtung 4 und der Geh&useein-

15 richtung 1' besteht darin, daf das Bodenelement 10 und das Deckelelement 20
“im wesentlichen gleich gro3 ausgebildet sind, das heifit, daf? das Deckelelement
20 nun im auf das Bodenelement 10 geklappten Zustand dieses im wesentlichen
vollsténdig Oberdeckt. Dem Fachmann ist aber klar ersichtlich, daB ein derartiger
Unterschied zwischen den Boden- und Deckelementen 10, 20 der beiden Ausfih-

20 rungsbeispiele eine beliebige andere Ausgestaltung des Konstruktionsprinzips
des ersten AusfOhrungsbeispiels darstelit.

Desweiteren sind bei der Gehéduseeinrichtung 1' das Bodenelement 10 und das
Deckelelement 20 nicht mehr Gber zwei Verbindungselemente 31a, 31b, sondern
(ber drei Verbindungselemente 31a', 31b, 31c verbunden. Auch dies stellt ledig-
25 lich eine der vielen Varianten dar, das Bodenelement 10 mit dem Deckelelement
20 zu verbinden. Selbstversténdlich ist es auch bei der Gehauseeinrichtung 1’
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been pl aced

connect ed,

and protected formouter tenperatures, after the top el enent has

el ectronic card, the housing accord- ing to the invention can be
pl aced, togW™ORIB8MFth the el ectronic circuit protected 5 PFFHMEEhani cal
and/or thermal influences, into a plastics injection noul ding na-

chi ne and

advant ageous further devel opnent of th& i nvention provides that at |east

oo o soien. Sah s ¥ erregtgngasre]%n%ehn?etaqpa), §|1§ gﬁ%ﬂeor;c, stohgarp 85'§r'1 ore 88<°" ding

to the i nvdnoglich, dal die Verbin

10

15

20

25

the injection nmoul ding procegs can then be carried out.

hauseeinrichtung 1' aus separaten Teilen 10, 20 besteht.

Das Bodenelement 10 der Gehauseeinrichtung 1' weist zwei den Vertiefungen 11
und 12 der Gehauseeinrichtung 1 entsprechende Vertiefungen 11a und 12a auf,
wobei die Vertiefung 11a nun zur Aufnahme des Mikrochips 2c (siehe Figur 3)
dient. Die Vertiefung 12a dient zur Aufnahme des Antennenelements 2a. Wie aus
den Figuren 2 und 3 wiederum leicht ersichtiich ist, ist die Randkontur 11a’, 12a'
der Vertiefungen 11a, 12a auf die AuRenkontur 2a’, 2¢' der jeweiligen Bauteile,
2a, 2c der elekironischen Schaltung 2 abgestimmt, so da bei der Gehauseein-
richtung 1' auch diese Bauteile 2a, 2c der elektronischen Schaltung 2 im wesent-
lichen lagefixiert im Bodenelement 10 der Gehauseeinrichtung 1' aufgenommen
sind.

Wie auch bei der Gehéuseéinrichtung 1 ist bei der Gehauseeinrichtung 1' vorge-
sehen, dafl das Deckelelement 20 eine mit der Vertiefung 11a des Bodenele-
ments 10 zusammenwirkende weitere Vertiefung 21a sowie eine mit der Vertie-
fung 12a des Bodenelements 10 zusammenwirkende weitere Vertiefung 22a auf-
weist, welche im montierten Zustand der Gehauseeinrichtung 1’ aber der Vertie-
fung 11a beziehungsweise 12a liegen. Demzufoige ist bei der Gehauseeinrich-
tung 1' der in die Vertiefung 11a aufgenommene Mikrochip 2c vom Deckelele-
ment 20 gegen thermische und/oder mechanische Einflisse abgeschirmt. Der
obere Bereich des Deckelelements 20 der Geh&useeinrichtung 1' erstreckt sich
also hier - im Gegensatz zu demjenigen der Gehauseeinrichtung 1 der Figur 1 -
uber die volle Breite b des Deckelelements 20. in entsprechender Art und Weise
ist das in der Vertiefung 12a aufgenommene Antenneelement 2a vollstandig vom
Deckelelement 20 abgedeckt, um dieses gegen die Einwirkung von mechani-
schen undfoder thermischen Einflissen zu schutzen.

Wie aus der Figur 2 ersichtlich ist, ist bei dem Deckeielement 20 der Gehause-
einrichtung 1’ vorgesehen, daR zur besseren Anpassung der Vertiefung 21a an

upon the bottom el enent and the two el enents have been
i f required. Subsequently, in order to produce the actual

An



tion are provided with at least two spatially separate recesses for
receiving two 10 separate conponents of the electronic circuit, whereby

these two recesses are connected via at |east one recess for receiving
W res connecting the two above- menti oned conponents. Such a design
has the advawoages®éat in this way even el ectroni c ci rRAIVEPTRIEHES| st i ng
of several spatially separate conponents can be contained in a

conveni ent manner within the housing according to the invention, 15

prot ected from mechani cal and/or thermal0influences. Anot her

advant ageous devel opnent of the invention provides that one of the two

recesses pr@sddatirs eufizanehmende BauteibAc aiesenmit weienent Ventiefungen i29e:=25¢ ecess
serves to recel va gt &V 3idiahd LhieHSh (i Vertktufid 954 R0 'Hackbiefdthdnts 2Bibasdesi gn

i s par- ausges
ser der Struktur des darin aufzunehmenden Mikrochips 2c anzupassen.

Aus der Figur 2 ist noch ersichtiich, daR das Bodenelement 10 zwei Klemmele-

5 mente 29a, 29b fur in Figur 2 nicht gezeigte Verbindungsdrahte 2d, welche den in
der Vertiefung 11a aufgenommenen Mikrochip und das in der Vertiefung 12a auf-
genommene Antenneneiement 2a verbinden, aufweist. Durch diese Kiemmele-
mente 29a, 29b werden die Verbindungsdrahte 2d gegen das Deckelelement 20
der Gehauseeinrichtung 1’ gedriickt und derart festgehalten. Es ist aber auch

10 moglich, dal eines oder beide der Klemmelemente 29a, 29b am Deckelelement
20 angeordnet sind.

Ein weiterer Unterschied zwischen den beiden Ausfiihrungsbeispielen besteht
darin, daR die Gehauseeinrichtung 1' eine eine im wesentlichen in der Mitte ihres
Deckeleelements 20 angeordnete Offnung 40 aufweist, die im zusammenge-

15 klappten Zustand der Gehauseeinrichtung 1 Gber einer Vertiefung 41 im Bo-
denelement 10 liegt. Von der Vertiefung 41 aus erstrecken sich zwei Kanale 42a,
42b im Bodenelement 10 zu dessen Rand 10c hin, welche im zusammengekiapp-
ten Zustand der Gehauseeinrichtung 1 von entsprechenden Abdeckungen 43a,
43b im Deckelelement 20 (berdeckt sind. Selbstversténdlich ist es alternativ auch

20 méglich, die Offnung 40 im Bodenelement 10 und die Bauteile 41, 42a, 42b im
Deckelelement 20 der Gehéuseeinrichtung 1' anzuordnen.

Die Offnung 40 im Deckelelement 20 sowie die Kanale 42a, 42b im Bodenele-
ment 10 dienen dazu, daB von der Mitte der Gehéuseeinrichtung 1’ her die in Fi-
gur 3 ersichtliche Ummantelung 50 der Geh&useeinrichtung 1' zur Ausbildung der
25 endglltigen Karte hergestellt werden kann, indem durch die Gehauseeinrichtung
1 in inrem zusammengeklappten Zustand, in dem die die Gehauseeinrichtung 1'
zu schitzenden Bauteile, 2a, 2¢ im Inneren der Gehéuseeinrichtung 1’ aufge-
nommenen und vom Bodenelement 10 und vom Deckelelement 20 tberdeckt



ticularly suitable for an electronic card that is to be used as a

radi o-frequency 20 identification system I n an advant ageous
further devel opnent of the invention, the housing is nade of an
elastic material. Thus a flexible construction of the electronic card is
obt ai ned WOX38% onveni ent manner . Furt her advantRGJ&RI%01658

devel opnents of the invention are the subject of the de- 25 pending clains.
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sind, in ein Kunststoff-Spritzgulwerkzeug derart eingelegt wird, daf’ langs des

Umfangsrands der Gehauseeinrichtung 1' ein schmaler Freiraum bleibt. Die

SpritzguRmasse wird dann durch die Offnung 40 in die Kanéle 42a, 42b eingelei-

tet und durch diese zu der Austritts6ffnung 42a’, 42b’ der Kanéle 42a, 42b gelei-

5 tet und ummantelt dann die Geh&useeinrichtung 1 zur fertigen elektronischen

Karte, indem die SpritzguBmasse langs des Aullenrands der Gehauseeinrichtung

1 flieRt und derart die umlaufende Ummantelung 50 ausbildet. Eine derartige Vor-

gangsweise besitzt den Vorteil, daR die Oberflache der Geh&useeinrichtung 1'

hermetisch dicht ausgebildet sein kann. AuBerdem tritt hierbei in vorteilhafter Art

10 und Weise kein Brechen der Gehauseeinrichtung 1' bei einer Biegebelastung
auf.



-4- Furt her details and advantages of the invention can be noted from

]Eihgugraég:rrp_l ary enbcmlmjrmm I"Jlllmjumlr descri bed bel ow by neans of the
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Patentanspriiche

1. Gehdauseeinrichtung fiur eine elektronische Schaltung (2), die in einer elektro-
nischen Karte fir elektromagnetisch bewirkten Datenaustausch aufnehmbar
ist, dadurch gekennzeichnet, dal die durch ein Spritzguverfahren herge-

5 stellte Geh&useeinrichtung (1;1') ein Bodenelement (10) und ein Deckelele-
ment (20) aufweist, daf die elektronische Schaltung (2) zwischen den innen-
fiachen (10',20'") dieser beiden Elemente (10,20) aufnehmbar ist, daR im Bo-
denelement (10) und/oder im Deckelelement (20) zumindest eine Vertiefung
(11,12,21,22;11a,12a,21a,12a) ausgebildet ist, in der die elektronische Schal-

10 tung (2) einsetzbar ist, da die Kontur (11',12', 21',22",11a',12a',21a',222") der
Vertiefung (11,12,21,22;11a,12a,21a, 22a) auf die Auenkontur
(2a',2b',2c";2a’,2¢") der elektronischen Schaltung (2) abgestimmt ist, dafl
durch das Deckelelement (20) die elektronische Schaltung (2) zumindest teil-
weise Uberdeckbar ist, und daB} die Geh&useeinrichtung (1) durch Ummantein

16 mit Kunststoff zur elektronischen Karte ausbildbar ist.

2. Gehauseeinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dal das Bo-
denelement (10 ) und/oder das Deckelelement (20) der Gehéuseeinrichtung
(1) zumindest eine Offnung (13,23) aufweist, in die ein elektronisches Bauteil
(2¢) einsetzbar ist.

20 3. Gehauseeinrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, da
das Bodenelement (10) und/oder das Deckelelement (20) Aussparungen
(24a,24b) zur Aufnahme von Bestandteile (2a-2c) der’elektronischen Schal-
tung (2) verbindenden elektrische Verbindungselemente (2d) aufweist.

4. Gehauseeinrichtung nach einem der vorangehenden Anspriiche, dadurch ge-
25 kennzeichnet, dal das Deckelelement (20) mit dem Bodeneiement (10) der

ThlS Sheet Has Been Replaced




Fig. 1 shows a fwst%nt of a housing for the
el ectronic /”,rtl) Mﬂ’#an el ectronic card, 5 Fig. 2

shows a second exenpl ary* e housi ng for the el ec-

tronic circuit of an el ectroni c carl, *and
WO 97/38396 PCT/EP97/01658
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Gehauseeinrichtung (1; 1') Gber Verbindungselemente (31a,31b; 31a-31c)
verbunden ist, um die das Deckelelement (20) auf das Bodenelement (10)
schwenkbar ist.

5. Gehauseeinrichtung nach einem der vorangehenden Anspriche, dadurch ge-
5 kennzeichnet, daf} das Bodenelement (10) und das Deckelelement (20) der
Gehauseeinrichtung (1), vorzugsweise durch Verkleben, Verschweilen, Ver-

rasten oder Verkiemmen, verbindbar sind.

6. Gehéauseeinrichtung nach einem der vorangehenden Anspriche, dadurch ge-

kennzeichnet, da das Bodenelement (10) eine durch zwei Léngsrander

10 (10a,10b) und zwei Querrdnder {(10c,10d) begrenzte, im wesentlichen recht-

eckige Grundflache aufweist, oder dal das Bodenelement (10) eine runde,

ovale oder polygonale Grundfliche aufweist, und daB die Grundflache des
Bodenelements (10) etwas kleiner als diejenige der elektronischen Karte ist.

7. Gehduseeinrichtung nach einem der vorangehenden Anspriiche, dadurch ge-
15 kennzeichnet, dafl die Vertiefungen (21,22;21a,22a) des Deckelelements (20)
im montierten Zustand der Gehauseeinrichtung (1;1') tber den Vertiefungen
(11,12;11a,12a) des Bodenelements (10) der Gehé&useeinrichtung (1;1')

liegen.

8. Gehdéuseeinrichtung nach einem der vorangehenden Anspriiche, dadurch ge-
20 kennzeichnet, da} die Gehéuseeinrichtung (1;1') aus elastischem oder star-
ren Kunststoffmaterial gefertigt ist.

9. Gehauseeinrichtung nach einem der vorangehenden Anspriiche, dadurch ge-
kennzeichnet, dal sich das Deckelelement (20) der Gehauseeinrichtung (1)

This Sheet Has Been Rerlaced




Fig. 3 shows an el ec | C card constructed fromthe housing of Fig. 2.
The exenplary enbodi menU!ﬁ lﬂm esenting a housing 1 for receiving
”E,"! nerely schematically and in a

an electronic circ

dotted line), mainly 10 consiste of a*bottom el ement 10 and a top el enent
20 whi ch ar ewoia®8¢ ed vi a connecting elements 31 a, FCIEMTOISSCh a
way that top elenment 20 can be fol ded over onto the bottom el enent 10,

so t-hat the inner surface 10' of the bottom el e- ment 10 cones into
contact with the inner surface 20' of tHe top elenent 20. It

im zusammengeklappten Zustand der Geh&useeinrichtung (1) in mindestens
einem Bereich nicht (iber die volle Breite des Bodenelements (10) erstreckt.

10. Gehauseeinrichtung nach einem der Anspriche 1 bis 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dald das Deckelelement (20) und das Bodenelement (10) der Ge-
5 héuseeinrichtung (1') sich im zusammengeklappten Zustand der Geh&useein-
richturig (1) im wesentlichen Gberdecken.

11. Gehauseeinrichtung nach einem der vorangehenden Anspriiche, dadurch ge-
kennzeichnet, daR in einem der beiden Elemente (10, 20) der Gehé&useein-
richtung (1') eine Offn_ung (40) vorgesehen ist, durch die SpritzguBmaterial

10 einleitbar ist, daB die Offnung (40) mit mindestens einem zum Rand der Ge-
héuseeinrichtung (1') verlaufenden Kanal (42a, 42b) verbunden ist, so daB
das durch die Offnung (40) einbringbare SpritzguRmaterial durch den minde-
stens einen Kanal {42a, 42b) im Inneren der Geh&useeinrichtung (1') zu de-
ren Rand leitbar ist.

15  12. Gehauseeinrichtung nach einem der vorangehenden Anspriiche, dadurch ge-
kennzeichnet, daf die erste Vertiefung (11a, 21a) und die zweite Vertiefung
(12a, 22a) des Bodenelements (10) undfoder des Deckelelements (20) der
Gehauseeinrichtung (1') durch Klemmelemente (29a, 25b) verbunden sind,
durch die die beiden Bauteile (2a, 2c¢) der elektronischen Schaltung (2) ver-

20 bindende Verbindungsdréhte (2d) gegen das Deckelelement (20) und/oder
das Bodenelement (10) der Geh&useeinrichtung (1') andriickbar sind.

13. Gehéauseeinrichtung nach einem der vorangehenden Anspruche, dadurch ge-
kennzeichnet, dafl mindestens eines der in einer der Vertiefungen (11,12;
21,22;11a,12a,21a,22a) des Bodenelements (10) und/oder des

- This Sheet Has B
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nust be noted here tha”"ﬂla@ h it is convenient to connect the bottom

elenent 15 10 and the Hml a the connecting elenents 31 a, 31
b, it is also possi- Ilhese connecting el enents 3la, 31 b,

so that the housi ng 1 then con- sists of two separate parts 10, 20.
The bottom eVOPEAP90 of the housing 1 is basically rectanfTHEPITRES shape
limted by I ongi tudi nal edges 10 a and 10b and by cross edges 10c and
10d. Here the 20 size of the bottom el nt 10 is somewhat smaller than
the size of an electronic card using the already described housing 1.

The bottom el e t 10 is vi.de . with two recesses 1 1 and 12 serving
to receive a fsg&eléﬁi"@ﬂﬁ&rz& gﬁre%ghgéseglmlcgtung (1, % aufnehmbaren elektroni-
schen Bauteile ein Antennenelement (2a,2b) oder ein Mikrochip (2c) ist.

14. Verfahren zur Herstellung einer eine elektronische Schaltung (2) aufweisen-
den elektronische Karte fiir elektromagnetisch bewirkten Datenaustausch, bei
5 dem in einem ersten Arbeitsschritt eine ein Bodenelement (10) und ein Dek-
kelelement (20) aufweisende Gehéuseeinrichtung (1; 1') durch ein SpritzguR-
verfahren gefertigt wird, die im Bodenelement (10) und/oder im Deckelele-
ment (20) zumindest eine Vertiefung (11,12, 21, 22; 11a, 12a, 21a, 21b) auf-
weist, bei dem in einem darauffolgenden Arbeitsschritt Bauelemente (2a-2d)
10 der in der Gehdusesinrichtung (1; 1') aufzunehmenden elektronischen Schal-
tung (2) in die zumindest eine Vertiefung (11,12; 11a, 12a) des Bodenele-
ments (10) eingelegt werden, bei dem in einem darauffolgenden Arbeitsschritt
das Deckelelement (20) derart auf dem Bodenelement (10) fixiert wird, daf

durch das Deckelelement (10) die in den Vertiefungen (11,12) des Bodenele- -
15 ments (10) aufgenommene elektronische Schaltung (2) zumindest teilweise
| berdeckt wird, und daRl die Gehdauseeinrichtung (1) in ein Spritzgu3-Werk-
zeug eingelegt und zur Ausbildung der elektronischen Karte mit Kunststoff

ummantelt wird.

15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dal das Bodenele-
20 ment (10) und das Deckelelement (20) der Gehé&useeinrichtung (1; 1') durch
Verbindungselemente (31a, 31b; 31a-31¢) verbunden werden.

16. Verfahren nach einem der Anspriiche 14 oder 15, dadurch gekennzeichnet,
daft im Bodenelement (10) und/oder im Deckelelement (20) der Gehsuseein-
richtung (1) mindestens zwei Vertiefungen (11,12, 21,22; 11a, 123, 21a, 22a)

25 vorgesehen werden, und daR im Bodenelement (10) und/oder im

This Sheet Has Been
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second ant enna el enent of the electronic circuit 2. The
bottom . element 10 I"M?m m ”)H d with an opening 13 for a
mcroch|_p 2c, which is fromthe surface of the
electronic card. As it can be seen fromFig. 1,

WO 97/38396 PCT/EP97/01658
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Deckelelement (20) Aussparungen (24a,24b) fur Verbindungsdréhte (2d) der
elektronischen Schaltung (2) vorgesehen werden.

17. Verfahren nach einem der Anspriiche 14 bis 16, dadurch gekennzeichnet,
daf im Bodenelement {(10) und/oder Deckelement (20) der Geh&useeinrich-
5 tung (1) mindestens zwei Klemmelemente (29a, 29b) fur Verbindungsdrahte
(2d) der elektronischen Schaltung (2) vorgesehen werden.

18. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspr(che, dadurch gekennzeich-
net, daR das Bodenelement (10) und das Deckelelement (20) der Gehause-
einrichtung (1;1') zumindest teilweise zur Fixierung des Deckelelements (20)

10 auf dem Bodenelement (10) verbunden werden.

19. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspriche, dadurch gekennzeich-
net, daB die Gehauseeinrichtung (1;1") aus elastischem Kunststoffmaterial ge-
fertigt wird.

20. Verfahren nach einem der Ansprache 14 bis 18, dadurch gekennzeichnet,
15 daf die Gehauseeinrichtung (1) aus starrem Kunststoffmaterial gefertigt ist.

21. Elektronische Karte, gekennzeichnet durch eine Gehauseeinrichtung (1;1’)
nach einem der Anspriiche 1-13, wobei die Gehauseeinrichtung (1;1") durch
eine Ummantelung (50) aus Kunststoff umgeben ist.

Sheet Hasli?»eenllrilaced




the shapes 11', 12' of the recesses 11, 12 and the shape 13' of the opening
13 5 correspond to the outer shapes:2a', 2b', 2c' of the respective
conponents 2a, 2b, 2c of the electronic circuit 2, so that these
conmponents 2a - 2c of the electronic circuit 2 are essentially

cont ai ned i VAW position within the bottom el enent 10PCTERPIHR6Bhe

casi ng device 1. The top elenent 20 of the casing device 1 is shaped
in such a way that when the 10 top eletehB 20 is folded via the connecting
elements 31 a, 31 b onto the bottom el ement 10, those areas of the

el ectronic circuit 2 to be protected from nmechani - cal and/or thernmal

I nfl uences are covered by the top el enment 20. Thus the top el emrent 20
is provided with a further recess 21 cooperating with the recess 11 of

2w B 3

10a

12

Fig.1



the bottom el enent 10, as well as with one further recess 22 cooperating
wth the 15 recess 12 of the bottomel enent 10, both recesses are

positioned at |east par- tially above the recesses 11 or 12
respectively, when the housing 1 is in its as- senbl ed state. It is
now assunmed WEPTAW purpose of illustration only that the PCT/EPEMES8r onic

circuit 2 does not require that the right part (as showmn in Fig. 1) of the
first antenna el ement 2a contained withi2n/the recess 11 is to be protected.
from20 thermal and/or nechanical influences by the top el ement 20.

Therefore, the upper are a of the top elenent 20 does not extend over
the entire wwdth b of the antenna el ement 2a, but is shortened in this
direction. In the same way, assum ng that the | ower part of the second
antenna el ement 2b, when contained in the recess 12, does not have to

be protected fromthe above-nmentioned@linfl uences, thﬁltop el e- 25 nent 20
is designed in such a way that is dges not covide 127 ower ?rea of the

: 2\1; ti 310 v,} (N
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second antenna el enent 2b of the electronic circuit 2. In a
correspondi ng way, the top elenent 20 of the housing 1 is provided with an
opening 23 for the mcrochip 2c of the electronic circuit. In order to be

able to contain the connecting wires 2d, whose dianmeter is typically
6/ 100 nmm andW@iPB§6 PCT/EP97/01658
3/3
2 /110. a
ﬁ[:_ .:)Q
~o={ }—o0—
Zd — il /Zd




-6- . —serve To connect the el ectronic conponents 2a - 2c of the
el ectro%gsgge{ggigw?jsﬁaced within the housing 1, protected from heat and

teari ng, t 20 - as shown in Fig. 1- S provided W th
recesses H [mux [‘
opening 2

he connecting wires 2d

esses 21, 22. It shoul d be
ment 10 of the hou5|ng 1 as well, and that in this lcass e 3
possible to omt the recckextasorginally filed he top el enent 20 of the
housing 1. It is further possible to use a foil instead of the
connecting wires 2d.

ENT1EOO1WO/ws980152/Dr.L./bz/31.08.1998

Housing for an electronic circuit implementable in an electronic card, and a
method for manufacturing such a card

5 | Description

The invention relates to a housing for an electronic circuit implementable in an
electronic card for electromagnetic data exchange.

Electronic cards with an implemented electronic circuit are already known and are
used, for example, as telephone cards, as credit cards with an integrated tele-

10 phone card function, etc. In these cases, the electronic circuit is contained in an
hermetically-encapsulated casing and is placed upon a supporting element of the
electronic card. The disadvantage of this procedure is that it can be carried out
only at rather high costs, since the encapsulating of the microchip is difficult to
carry out, due to the temperature sensitivity of its electronic components.

15  Nowadays such electronic cards are used not only for the above-mentioned func-
tions, but they are also used as so-called transponder cards, such as electronic
cards for a radio-frequency identification system for tracing luggage, for example.
Here the electronic circuit consists of an antenna element and an evaiuation unit
connected to the antenna element via thin wires. Due to its spatial extension,

20 such an electronic circuit can no longer be encapsulated by a simple plastics in-
jection moulding process - like a microchip for example -, since the wires connect-
ing the antenna element and the evaluating unit of the electronic circuit would be
damaged due to the pressure resulting from the injection moulding process.
Therefore, at present the electronic circuit has to be sealed via a laminating
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riﬁ;\ti\on the skilled person can see that in the top'
epfa

Fr:om t henisdpgy g, desc
el ement 1R
of the -oﬁ!’m '
el ectron

gd design and arrangenent of the recesses 21, 22 and

f?orrespond to the out ' = 2c' of the

2a - 2c of the ellpdHHBHEELHASBEEN2[jWhich is to

be ‘contained within an inner space of the ho®R&EPRACED t hi sj{i nner space
being limted by the inner surfaces 40" and ZU o ¢&re- nts 10, 20.

It is inportant here only that these recesses 11, 12 and 21, 22 re- 15
spect i vprocessdcarpiedi ol at ademperatuse of 4 30tfoy 20 to I minutes. The disadvanway t hat .

cont ai niAPF dRing sto STHBBERNE & Tnat (RS itpebBln XN Rfindiiafil tor fhed® 0
that sugfdctionit tardrdiRuitgenerally rédenes the limite Of2eciniogiodl feasibility, sd  danage.
that during the present production of such an electronic cards a high failure rate

5 is expected.

It must be clarified that the above-mentioned cards are cards which are neither
electronic cards such as are used with personal computers for example, nor elec-
tronic cards whose casing already constitutes the final casing for the electronic
card.

10 itis the object of ihe invention to develop a housing for an electronic circuit of an
electronic card, which is easy to produce and which yields a proper protection for
the electronic circuit contained within.

This object is achieved according to the invention in that the housing being pro-
duced via an injection-moulding process is provided with a bottom element and a

15 top element, so that the electronic circuit is containable between the inner sur-
faces of these two elements, that at least one recess is provided in at least one of
the bottom element and the top element, and that the shape of the recess corre-
sponds to the outer shape of the electronic circuit to be contained therein, in that
the electronic circuit is at least partially coverable by the top element, and in that

20 the housing can be developed into an electronic card by encasing it with a plastic
material.

A housing for the electronic circuit of an electronic card is created in an advanta-
geous manner by the procedures according to the invention and this housing can
be produced via a simple plastics injection moulding process in a convenient way.
25 The recesses according to the invention, provided at least within the bottom ele-
ment of the housing, make it advantageously possible to incorporate even spa-
tially extended electronic circuits, which are contained within the housing, safe



The above-descri bed construction has the advantage that the housing 1 can
be 20 produced in an easy-to-carry-out step of operation via a plastics

i nj ection- noul di ng process, whereby an elastic plastic material can
conveniently be used for producing the housing 1. It is however
possible to use a rigid plastic mategial as well for producing the
housi ng 1. After the housing Y has been designed as described above,

t he conponents 2a - 25 '2d of the electronlc circuit 2 are inserted into

r ecesse@nd protectegdiform outen tempesatures, after the top element hagbeensplaeed 20 i s t hen
fol ded \yidh th&HEH SidrhBAt §h& i fwb Srbnfents halle been connected, if required.

- Subsequently, in order to produce the actual electronic card, the housing accord-
ing to the invention can be placed, together with the electronic circuit protected

5 from mechanical and/or thermal influences, into a plastics injection moulding ma-
chine and the injection moulding process can then be carried out.

An advantageous further development of the invention provides that at least one
of the bottom element and the top element of the housing according to the inven-
| tion are provided with at least two spatially separate recesses for receiving two

10 separate components of the electronic circuit, whereby these two recesses are

connected via at least one recess for receiving wires connecting the two above-

mentioned components. Such a design has the advantage that in this way even

electronic circuits consisting of several spatially separate components can be

contained in a convenient manner within the housing according to the invention,
15 protected from mechanical and/or thermal influences.

Another advantageous development of the invention provides that one of the two

recesses provided serves to receive an antenna element and the other recess

serves to receive an evaluation unit of the electronic circuit. This design is par-

ticularly suitable for an electronic card that is to be used as a radio-frequency
20 identification system.

| In an advantageous further development of the invention, the housing is made of
an elastic material. Thus a flexible construction of the electronic card is obtained
in a convenient manner.

Further advantageous developments of the invention are the subject of the de-
25 pending claims.



onto the bottom el enent 10, whereby the connecting wires 2d are received

W thin

the recesses 24a, 24b of the top elenent 20. After that, the

bottomelenent 10 i s -7-

10

15

20

-4-

Further details and advantages of the invention can be noted from the exemplary
embodiments which are described below by means of the figures:

Fig. 1 shows a first exemplary embodiment of a housing for the electronic
circuit of an electronic card,

Fig. 2 shows a second exemplary embodiment of a housing for the elec-
tronic circuit of an etectronic card, and

Fig. 3 shows an electronic card constructed from the housing of Fig. 2.

The exemplary embodiment of Fig. 1, representing a housing 1 for receiving an
electronic circuit 2 (shown here merely schematically and in a dotted line), mainly
consists of a bottom element 10 and a top element 20 which are connected via
connecting elements 31a, 31b in such a way that top element 20 can be folded -
over onto the bottom element 10, so that the inner surface 10' of the bottom ele-
ment 10 comes into contact with the inner surface 20' of the top element 20. it
must be noted here that, although it is convenient to connect the bottom element
10 and the top element 20 via the connecting elements 31a, 31b, it is also possi-
ble to omit these connecting elements 31a, 31b, so that the housing 1 then con-

sists of two separate parts 10, 20.

The bottom element 10 of the housing 1 is basically rectangular, its shape limited
by longitudinal edges 10a and 10b and by .cross edges 10c and 10d. Here the
size of the bottom element 10 is somewhat smaller than the size of an electronic
card using the already described housing 1. The bottom element 10 is provided
with two recesses 11 and 12 serving to receive a first antenna element 2a and a



connected to the top elenment 20 at | east at pre-determ ned points -
preferably by means of bondi ng, engagi ng via notches, clanping or

wel ding - so that the top elenent 20 is firmy fixed onto the bottom
elenment 10. In this way, a safety feature for transport purposes is
created for the electronic circuit as well, which pre- 5 vents the

el ectronic circuit 2 from beconi ng détached during handling or

transport. The entity created in this way is then_placed into a

pl ast i #ecand antenpa slemeat A respectively, etthe-elggtionic cincult Lo dhei REtOM) ast i cs
el ot r SIS 1S R ROVl ih 45l a0eyd 13162 migrocfi 26 ikn g ey | 0 o
conpongedessitle frofl thehsuriface of thetelectreric ¢akd. Adit canibecsaarefromXeigan ¢
the shapes 11', 12’ of the recesses 11, 12 and the shape 13’ of the opening 13
5 correspond to the outer shapes 2a', 2b’, 2¢' of the respective components 2a, 2b,
2c¢ of the electronic circuit 2, so that these components 2a - 2¢ of the electronic
circuit 2 are essentially contained in a fixed position within the bottom element 10
of the casing device 1.

The top element 20 of the casing device 1 is shaped in such a way that when the
10 top elemeht 20 is folded via the connecting elements 31a, 31b onto the bottom
element 10, those areas of the electronic circuit 2 to be protected from mechani-
cal and/or thermal influences are covered by the top element 20. Thus the top
element 20 is provided with a further recess 21 cooperating with the recess 11 of
the bottom element 10, as well as with one further recess 22 cooperating with the
15 recess 12 of the bottom element 10, both recesses are positioned at least par-
tially above the recesses 11 or 12 respectively, when the housing 1 is in its as-
sembled state. It is now assumed for the purpose of illustration only that the
electronic circuit 2 does not require that the right part (as shown in Fig. 1) of the
first antenna element 2a contained within the recess 11 is to be protected from
20 thermal and/or mechanical influences by the top element 20. Therefore, the upper
are a of the top element 20 does not extend over the entire width b of the antenna
element 2a, but is shortened in this direction. In the same way, assuming that the
lower part of the second antenna element 2b, when contained in the recess 12,
does not have to be protected from the above-mentioned influences, the top ele-
25 ment 20 is designed in such a way that is does not cover the lower area of the
second antenna element 2b of the electronic circuit 2.

In a corresponding way, the top element 20 of the housing 1 is provided with an
opening 23 for the microchip 2¢ of the electronic circuit. In order to be able to
‘contain the connecting wires 2d, whose diameter is typically 6/100 mm and which




now encased by sheat hi ng. The above-descri bed housing 1 for
receiving the electronic circuit 2 of the el ec- tronic card excells by
- the fact that the housing 1, containing and protecting the el ectronic
circuit 2, can be produced sinply and thus inexpensively via a plastics 15
i nj ection-noul ding process. In eukyéjcnn it is possible to produce flexible
el ectronic cards in this way. Fig. 2 shows a second exenpl ary
enbodi ment of a housin , the basis con- struction_of_which

cor r eSOORID mmemhe)e%almiwmp@m 2ar 2¢ of the eleglronigcircuit 2,
within the housing 1, protected from heat and tearing, the top element 20 - as
shown in Fig. 1 - is provided with recesses 24a, 24b for the connecting wires 2d
which connect the opening 23 with the recesses 21, 22. It should be noted here

5 thatit is also possible to provide these recesses 24a, 24b within the bottom ele-
ment 10 of the housing 1 as well, and that in this case it is eventually possible to
omit the recesses 24a, 24b of the top element 20 of the housing 1. it is further
possible to use a foil instead of the connecting wires 2d.

From the above description the skilled person can see that in the top element as

10  well, the design and arrangement of the recesses 21, 22 and of the opening 23
correspond to the outer shapes 2a', 2b', 2¢’ of the electronic components 2a - 2¢
of the electronic circuit 2 which is to be contained within an inner space of the
housing 1, this inner space being limited by the inner surfaces 10' and 20’ of ele-
ments 10, 20. It is important here only that these recesses 11, 12 and 21, 22 re-

15 spectively and openings 13, 23 respectively are designed in such a way that the
electronic components 2a - 2¢ of the electronic circuit 2 can be contained within
the above-mentioned recesses and openings in a way that sufficiently protects
them from mechanical and/or thermal damage.

The above-described construction has the advantage that the housing 1 can be

20 produced in an easy-to-carry-out step of operation via a plastics injection-
moulding process, whereby an elastic plastic material can conveniently be used
for producing the housing 1. It is however possible to use a rigid plastic material
as well for producing the housing 1.

After the housing 1 has been designed as described above, the components 2a -
25 2d of the electronic circuit 2 are inserted into recesses 11, 12 of thé bottom ele-
ment 10. The top element 20 is then folded via the connecting elements 31a, 31b
onto the bottom element 10, whereby the connecting wires 2d are received within
the recesses 24a, 24b of the top element 20. After that, the bottom element 10 is




sanme anhd corresponding parts may be marked with the sane reference nunbers
20 and need not be described in detail again. One of the differences
bet ween housing 1 and housing 1' lies in the fact that the bottom

el enent 10 and the top elenent 20 are essentially of the same size, i.e.
that the top el enment 20, when fold over onto the bottom el enent 10,
essentially covers the bottom®elenent 10 entirely. The expert can see

clearly that such a dif- 25 ference between the bottom and top el enents 10,
20 of canpectad ntbedppwiement 20 at lnast st presdeterminecpeints, - ﬂﬂﬂfﬂ&%éhby variation

of the &8RS bt BGhAIRG, BhaASihE'via RbtchaE, Lialbing or wefdifgR's3 thafthizdp ™"t
element 20 is firmly fixed onto the bottom element 10. In this way, a safety feature
for transport purposes is created for the electronic circuit 2 as well, which pre-
5 vents the electronic circuit 2 from becoming detached during handling or
fransport.

The entity created in this way is then placed into a plastics injection-moulding ma-
chine and is encased via a plastics injection moulding process in order to create
the actual ready-to-use electronic card, whereby the non-sensitive areas of the

10 electronic components 2a - 2d which are not covered by the top element 20 are
now encased by sheathing.

The above-described housing 1 for receiving the electronic circuit 2 of the elec-
tfonic-card excells by the fact that the housing 1, containing and protecting the
electronic circuit 2, can be produced simply and thus inexpensively via a plastics

15 injection-moulding process. In addition, it is possible to produce flexibie electronic
cards in this way.

Fig. 2 shows a second exemplary embodiment of a housing 1', the basis con-

struction of which corresponds to that of housing 1 shown in Fig. 1, so that the

same and corresponding parts may be marked with the same reference numbers
20 and need not be described in detail again.

One of the differences between housing 1 and housing 1' lies in the fact that the
bottom element 10 and the top element 20 are essentially of the same size, i.e.
that the top element 20, when folded over onto the bottom element 10, essentially
covers the bottom element 10 entirely. The expert can see clearly that such a dif-
25 ference between the bottom and top elements 10, 20 of the two embodiments
represents an optionally different variation of the construction principle of the first
~ exemplary embodiment. '




-8 - 7 Furthernmore, in the case of housing 1', the bottomel enent 10
and the top ele- ment 20 are no | onger connected via two connecting
el enents 31 a, 31 b, but via

-8-

Furthermore, in the case of housing 1', the bottom element 10 and the top ele-
ment 20 are no longer connected via two connecting elements 31a, 31b, but via
three connecting elements 31a, 31b, 31c. This is merely another way of many dif-
ferent ways in which the bottom element 10 can be connected with the top ele-

5 ment 20. With regards to housing 1', it is of course possible as well to omit the
connecting element 31a, 31¢, so that the housing 1' then consists of the separate
parts 10, 20.

The bottom element 10 of housing 1' is provided with two recesses 11a and 12a,

corresponding to the recesses 11 and 12 of housing 1, whereby recess 11a now
10 serves to receive the microchip 2¢ (cf. Fig. 3), and recess 12a serves to receive

the antenna element 2a. As can be seen clearly from Fig. 2 and Fig 3, the shapes

11a' and 122’ of recesses 11a, 12a correspond to the shapes 2a', 2¢' of the re-

spective components 2a, 2¢ of the electronic circuit 2, so that for the housing 1'

these components 2a, 2¢ of the electronics circuit 2 are essentially contained in a
15 fixed position within the bottom element 10 of housing 1'.

In the same way as for housing 1, the top element 20 of the housing 1' is pro-

vided with a further recess 21a cooperating with the recess 11a of the bottom ele-

ment 20, as well as with one further recess 22a cooperating with recess 12a of

the bottom element 10. These recesses 21a, 22a are positioned above recesses
20 11 and 12a respectively, when the housing 1' is in its assembled state.

Like in housing 1, in housing 1' the microchip 2c contained within recess 11ais
protected from thermal and/or mechanical influences by the top element 20. The
upper area of the top element 20 of housing 1' - unlike that of housing 1 shown in
Fig. 1 - therefore extends here over the entire width b of the top element 20. In a

25 corresponding manner, the antenna element 2a contained within recess 12a is
fully covered by the top element 20, so as to protect the antenna element 2a from
mechanical and/or thermal influences.
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t hree ‘connecting elenments 31 a, 31 b, 31 c. This is nerely another way of

many dif - ferent ways in which the bottomelenent 10 can be connected
with the top ele- 5 nment 20. Wth regards to housing 1', it is of course
possible as well to omt the connecting el enent 31la, 31 c, so that the
housing 1 then consists of the sepagat e parts 10, 20. The

bottom el enent 10 of housing 1' is provided with two recesses 11 a and 12a,
corresponding to the recesses 11 and 12 of housing 1, whereby recess 11 a
now 10 serves to receive the mcrochip 2c (cf. Fig. 3), and recess 12a

serves ' : ordér Idygﬁ4 ; &&E%rly from
Fig. 2A§gtdé%fgé§§epr%o%me%Qﬁ 11a anda %%ef%?]ﬁﬂﬁgﬁia, 2a
cor r es@tado the compshept2c fabe réceived thdrein, eecess 21a of the top element 20

of the housing 1' is provided with recesses 25a - 25d for the purpose of better ad-

justment of recess 21a to the structure of the microchip 2¢ to be received therein.

5 It can be further seen from Fig. 2 that the bottom element 10 is provided with two
clamp elements 29a, 29b for connecting wires 2d (not shown in Fig. 2) which
serve to connect the microchip contained within the recess 11a and the antenna
element 2a contained within the recess 12a. By means of these clamp elements
29a, 29b, the connecting wires 2d are pushed against the top element 20 of the

10 housing 1' and are thus held in place. It is also possible, however, that one or
both clamp elements 29a, 29b are arranged at the top element 20.

Another difference between the two embodiments is the fact that the housing 1' is
pravided with an opening 40, arranged essentially in the centre of its top element
20, which is positioned above an recess 41 of the bottom element 10 when the

15 housing 1 is folded over. Two channels 42a, 42b within the bottom element 10 ex-
tend from recess 41 to the edge 10c of the bottom element 10. They are covered
by corresponding covers 43a, 43b within the top element 20 when the housing 1
is folded over. Of course it is also possible, as an alternative, to provide the open-
ing 40 within the bottom element 10 and to arrange the components 41a, 42a,

20 42b within the top element 20 of the housing 1'.

The opening 40 within the top element 20 as well as the channels 42a, 42b within
the bottom element 10 serve for the purpose of producing, from the centre of the
housing 1', the sheathing 50, seen in Fig. 3, of the housing 1' for the manufactur-
ing of the actual card. This is done by placing the housing 1' in its folded-over

25 state, whereby the components 2a, 2¢ to be protected by the housing 1' are con-
tained with the housing 1' and are covered by the bottom element 10 and the top
element 20, into a plastics injection-moulding machine in such a way that a




specti've conmponents 2a, 2c of the electronic circuit 2, so that for the

housi ng 1 t hese conponents 2a, 2c of the electronics circuit 2 are
essentially contained in a 15 fixed position within the bottom el enent 10
of housing 1'. In the same way as for housing 1, the top el enent 20
of the housing 1' is pro- vi de mnth a further recess 21 a cooperating
with the recess 11 a of the bottom ment 20, as well as with one
further recess 22a cooperating with recess 12a of t he bottom el enent

10. TheRITOW f@essnaceremaing alang theircuperensasfahe bousings!'2bhe 11 and 12a
respect iy ekibn-nBGkind haldHil i theh cdrveyBd via ti 658G 405hd fhie channels

42a, 42b and passes through these channels 42a, 42b to their outlet openings
42a', 42b', thereafter encasing the housing 1 in order to produce the actual elec-

5 tronic card, whereby the injection moulding material flows along the outer edge of
the housing 1', thus forming the seamless sheathing 50. The advantage of such a
procedure is the fact that the surface of the housing 1' can be hermetically
sealed. In addition, there is advantageously no breakage of the housing 1' when
bending stresses occur.




Li ke i'mhoustng—3t—+n—-heusing 1' the mcrochip 2c contained within recess

11 ais om t hermal and/or nechani cal influences by the top
el enent Iﬂllﬂmjmﬂfl r area of the top elenment 20 of housing 1' -
unli ke t L shown in Fig. 1 - therefor ls—here over

the entire width b of the top el emen 420- In a 2p —eerresy :
the antenna el enent 2a contai ned wifhi'n recess 1¥atis SHE stpl Yy coyered by
the top elenent 20, so as to protect_the antenna

mechani cal and/ or thernmal infl uencelaims

1. Housing for an slectronic circuit (2) implementable in an electronic card for
electromagnetic data exchange, characterised in that the housing (1,1') being
produced via a plastics injection-moulding process is provided with a bottom

5 element (10) and a top element (20), so that the electronic circuit (2) is con-
tainable between the inner surfaces (10, 20') of these two elements (10, 20),
that at jeast one of the bottom element (10) and the top element (20) are pro-
vided with at least one recess (11, 12, 21, 22, 11a, 12a, 21a, 22a), into which
the electronic circuit (2) can be inserted, that the shape (11', 12, 21’, 22,

10 112, 12a, 214, 224a") of the recess (11, 12, 21, 22, 114, 12a, 21a, 22a) corre-
sponds to the outer shape (2a, 2b', 2¢'; 2a', 2¢') of the electronic circuit (2),
that the electronic circuit (2) is at least partially covered by the top element
(20), and that the housing (1; 1') can be manufactured into an electronic card
by encasing it with a plastic material.

16 2. Housing according to claim 1, characterised in that at least one of the bottom
element {10) and the top element (20) of the housing (1) are provided with at
least one opening (13, 23) into which an electronic component (2¢) can be
inserted.

3. Housing according to claim 1 or 2, characterised in that at least one of the
20 bottom element (10) and the top element (20) are provided with recesses
(24a, 24b) for receiving connecting elements (2d) serving to connect compo-
nents (2a - 2¢) of the electronic circuit (2).

4. Housing according to one of the previous claims, characterised in that the top
element (20) is connected to the bottom element (10) of the casing device
25 - {1;1") via connecting elements (31a, 31b; 31a - 31¢), and in that the top

This Shee,
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As it ciummmmmr"m"‘m in order to obtain a better adjustnent of
the rec he conponent 2c to be received therein, recess 21

a of the tof etentnt® 20 of the housing 1' iif éz)gh ; Eél esses
25a - 25d for the purpose of better ad- j ugg men pre LA%K% 1lfla to the
structure of the mcrochip 2c to be_gpgceived thekein

element (20) can be folded via these connecting elements (31a, 31b; 31a -
31c) onto the bottom element (10).

5. Housing according to one of the previous claims, characterised in that the
bottom element (10) and the top element (20) of the housing (1) are con-
5 -nected, preferably via bonding, welding, engaging via notches or via clamp-
ing, with each other.

6. Housing according to one of the previous claims, characterised in that the
bottom element (10) is of an essentially rectangular shape limited by two lon-
gitudinal edges (10a, 10b) and by two cross edges {(10c, 10d), or that the bot-

10 tom element (10) is of a circular, oval or polygonal shape and that the surface
of the bottom element (10) is somewhat smaller than that of the electronic
card.

7. Housing according to one of the previous claims, characterised in that the re-
cesses (21, 22; 21a, 22a) of the top element (20) are positioned above the re-
15 cesses {11, 12; 11a, 12a) of the bottom element (10) of the housing (1; 1')
when the housing (1; 1') is in its assembled state.

8. Housing according to one of the previous claims, characterised in that the
housing (1; 1') is made of elastic or rigid plastic material.

9. Housing according to one of the previous claims, characterised in that the top
20 element (20) of the housing (1) does not extend over the entire width of the
bottom element (10) in at least one area when the casing device is in its
folded-over state.

. This Sheet Has Been Re
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5. It  can bef en fromFig. 2 that the bottomelenent 10 is
prOV|d \ﬂ“\ ‘ lanp el ements 29a, 29b for connecting wires 2d (not
shown $C

. serve to connect ther [ @ wi thin
t he rece‘SS ‘11 a and the ant enna el enent 2a Jcomlt-lt& wilh P hg recess
cti

12a. By nmeans of these clanp el ementssa_  29a, 29b, ﬁgpbﬁﬁﬁg ngliwi r es
2d are pushed against the top el enent 20 of the nuu5|ng T and are thus

held in place. It is also possihle, however,_ that one bot h clanp
el ement s anouglgg %ﬁcer%mgég 988 ofithe slaims ) to %r@ﬂfa@eﬂsed in that e top.

di fference

provi ded w ﬂl ng arra@gﬁt gﬁ)gt"? ‘%ﬁéﬁ?'hmt'éte%gﬁmé‘ ts top
el enent laqp%e ahothbr Mmmhemousmg @boigdn its foldedscwe#ktaté t he bottom

el enment 10 en the

-11. Housing according to one of the previous claims, characterised in that one of
5 the two elements (10, 20) of the housing {1') is provided with an opening (40)
through which an injection-moulding material can be conveyed, that the open-
ing (40) is connected to at least one channel (42a, 42b) running towards the
edge of the housing (1'), so that the injection-moulding material which is con-
veyed via the opening (40) can pass through at least one channel (42a, 42b)
10 inside the housing (1') towards the edge of the housing (1').

12. Housing according to one of the previous claims, characterised in that the
first recess {11a, 21a) and the second recess (12a, 22a) of the bottom ele-
ment (10) and/or the top element (10) of the housing (1') are connected by
clamp elements (29a, 29b), by means of which the connecting wires (2d) serv-

15 . ing to connect the two components (2a, 2¢) of the electronic circuit (2) can be
pushed against the top element (20) and/or the bottom element (10) of the
housing (1').

13. Housing according to one of the previous claims, characterised in that at least
one of the electronic components contained within the recesses (11, 12; 21,
20 22; 11a, 12a, 21a, 22a) of the bottom element (10) and the top element (20)
of the housing (1; 1') is an antenna element (2a, 2b) or a mici'ochip {2c).

14. Process for the manufacturing of an electronic card provided with an elec-
tronic circuit {(2) for electronic data exchange, whereby during a first step of
operation a housing (1; 1') provided with a bottom element (10) and a top ele-

25 ment (20) is made via a plastic injection-moulding process, whose bottom
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riﬂm 1 is folded over. Two channels 42a, 42b within the bottom

elemen mnlmumdfromrecess 41 to th ] ttom

el enen vered by correspo dTH§ SHERITHASIBEBEN4Bb wi t hin

the top el errent "0 *whén the housi ng 1 i s|lf.ol deRERMAGED OfF cqurse it is

al so possible, as an alternative, %ow de thé open- rg—40 within
t

the bottomelenent 10 and to arrange e conponents 41 a, 42a, 20 42b

within the t el enent 20 of the housin heoemn 40 within
the top. of digienbd Q)@ﬂﬂéwfoﬂse?ﬁ'@n&(?&)ﬁgpso‘ﬁ%d with At pash {hb bot t om

el 10 e 0t 0 T R ORAE Gb
manuf act ur -nents (2a R@dpof tﬁeeeteclromb cireuit.(2)tu be recaivedwithirothechausing e
nouSINg 1° 11 4)y'are iriseriad into at least one recess (11, 12; 11a, 12a) of the bottom
5 element {10), whereby in a further step the top element (20) is fixed onto the
bottom element (10) in such a way that the electronic circuit (2) received
within the recesses (11, 12) of the bottom element (10) is at least partially
covered by the top element (20), and whereby the housing (1) is placed into
an injection-moulding mac_:hine to be encased in plastic material in order to

10 create the actual electronic card.

15. Process according to claim 14, characterised in that the bottom element (10)
and the top element (20) of the housing (1; 1') are connected to each other
via connecting elements (31a, 31b; 31a - 31c¢).

16. Process according to one of the claims 14 or 15, characterised in that at least
15 one of the bottom element (10) and the top element (20) of the housing (1)
are provided with at least two recesses (11, 12, 21, 22; 11a, 12a, 213, 22a),
and that at least one of the bottom element (10) and the top element (20) are
provided with recesses (24a, 24b) for connecting wires (2d) of the electronic
circuit (2).

20 17. Process according to one of the claims 14 to 16, characterised in that at least
two clamp elements (29a, 29b) for connecting wires (2d) of the electronic cir-
cuit (2) are provided in the bottom element (10) and the top element (10) of
the housing (1').

18. Process according to one of the previous claims, characterised in that the bot-
25 tom element (10) and the top element (20) of the housing (1; 1') are

This Sheet Has Been Reﬂlace'd'




25 stat efgﬁy“?ﬁﬁ“éonponents 2a, 2c to be protected by the housing 1
are con- Ely U[m the housing 1' ang
I’g]! el ement 20, int

el enent
machi ne in such a "way t

- 10- 15-

connected at least partially in order to fix the top element (20) onto the bottom
element (10).

19. Process according to one of the previous claims, characterised in that the
housing (1; 1') is made of an elastic plastic material.

5 20. Process according to one of the claims 14 to 18, characterised in that the
housing (1; 1') is made of a rigid plastic material.

21. Electronic card, characterised by a housing (1; 1') according to one of the
claims 1 - 13, whereby the housing (1; 1') is encased by sheathing {50) made
of plastic.
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narrow free space remains along the circunference of the housing 1'. The

I njection-nmoul ding material is then conveyed via the opening 40 into the
channel s 42a, 42b and pasSes t hrough t hese channels 42a, 42b to their
out | et openi ngs 42a’' , 42b , thereafter encasing the housing 1 in order
to produce the actual elec- trogbc card, whereby the injection noul ding
material flows along the outer edg the housing 1', thus formng the
seanl ess sheathing 50. The advantage of such a procedure is the fact
that the surface of the housing 1Abgtracbe hernetically sealed. In
addition, there is advantageously no breakage of the housing 1' when
bendi ng stresses occur

Casing device for an electronic circuit able to be incorporated in an elec-
tronic card, as well as a process for the production of such a card.

The description concerns a housing for receiving an electronic circuit (2) able to
5 be incorporated within an electronic card.

According to the invention, the housing (1) is provided with a bottom element (10)
and a top element (20), the electronic circuit {2) can be contained between the in-
ner surfaces (10", 20') of these two elements (10, 20), the bottom element (10)
and/or the top element (20) are provided with at least one recess (11, 12, 21, 22)
10 for the insertion of the electronic circuit (2), the shape (11', 12'; 21 22) of this re-
cess corresponds to the shape (2a', 2b', 2¢’) of the electronic circuit (2), and the
electronic circuit (2) is at least partially covered by the top element (20).
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1. Electronic card for electromagnetic data exchange, the electronic card
havi ng an electronic circuit (2), which is contained in a housing
(1), characterised in 5 that the housing (1,1') is provided with a
bottom el emrent (10) and a top ele- ment (20), in that the

el ectronic circuit (2) is contained bgégpﬁn the inner sur- faces
(10", 20') of these two elenents (10, that at | east one of the bottom
el enent (10) and the top elenment (20) is provided with at | east one recess
(11, 12, 21, 22, 11 a, 12a, 21 a, 22a), into which the electronic circuit

(2) isin- 10 serted, that the shape (11', 12', 21', 22', 1la', 12a',
21a', 22a) of the recess (11, 12, 21, 22, 1la, 12a, 2la, 22a)
corresponds to the outer shape (2a', 2b' 2c'; 2a', 2c') of the

el ectronic circuit (2), that the mz&nronlc CIFCUIt 2) is at |east
partially covered by the top el eneft (20), arifa’t hat™ he ho%aéng (1; 1') is

en- cased pm a shqgtlng (/50) n3e of| pl asyics.
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15 2. Electronic card according to claim1l, characterised in that the

housing (1; 1') I s produced via an injection nolding process.
3. Electronic card according to claim1, characterised in that at |east one
of the bottom el ement (10) and the top el enment (20) of the housing
(1) are provided with at |eas§ prge opening (13, 23) into which an
el ectroni ¢ conponent (2c) 20 can be inserted.
(Zc /“0,210
1 i _j\
—o—{(] J—0—
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4. Electronic card according to claim1 or 3, charg
l.east one of the bottom el.enent. (10) and-
pYovi ded with recesses © (24a, 24b) for re

el enments (2d) serving to connect conp
el ectronic circuit (2). pOIta

erised i-n that at -
e top el ement - (20): ag
vi ng connectl ng »

ﬁt&fénfcth WE f

Dipl. Phys. U/rich Twelmeier

Dr. techn. Waldemar Leitner
- Dr phil. nat. Rudolf Baver-1990
Dipl. Ing. Helmut Hubbuch -1991

European Pafeanfforneys

-
L&

.UCD-I

Peter Bunert, Schiostrasse 21, 75245 Neulingen 1
ENT1E001DEP/26.05.1998/bz980401/Dr.Libz

Elektronische Karte fiir elektromagnetisch bewirkten Datenaustauéch sowie

ein Verfahren zur Herstellung einer derartigen Karte

5 - | ~ Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine elektronische Karte fur elektromagnetisch bewirkten

Datenaustausch, die eine elektronische Schaltung aufweist, die in einer Gehau-

seeinrichtung aufgenommen ist, sowie ein Verfahren zur Herstellung einer derar-
:tigen Karte. | ' |

10 Elektronische Karten hjit einer implementierten elektronischen Schaitung sind be-

' kannt und werden z.B. als Telephonkarte, als Kreditkarte mit integrierter Tele-

- phonkartenfunktion, etc. verwendet. Hierbei wird die elektronische Schaltung in
Form eines hermetisch gekapselten Geh&uses auf das Trég'erelement der elek- .
tronischen Karte aufgesetzt. Eine derartige Vorgangsweise besitzt den Nachteil,

15 daR sie nur kostenaufwendig durchfihrbar ist, da die Kapselung des Mikrochips |

N | 3 ~ GEANDERTES RLATT -
3 . Zerrennerstralle 23-25 D-75172 Plorzheim - o Postbank Karlsruhe 16852750 (BLZ 660 10075)
g . Telefon [07231) 39840 Telefax(07231) 398444 _ Sparkasse Plorzheim 803812 (BLZ 666 50085)
. Esgelten ausschlieBlich unsere Allgemeinen Geschdfisbedingungen VAT Regisiration No. DE 144 180005
\; )

s o



-12- 5. Electronic card according.to one of the previous clains, -

characterised in that | the .top-element (20) is connected to the SRR
Bottom el ement (10) of the casing de- vice (1; 1) via- connectThé
elements (31 a, 31 b; 31 a - 31c), and.in that the top el ement”’

(20) can be folded via these connecti ngzel enents (3la, 31b; 3la - 5
31c) onto the bottom el ement (10). ° 6. Electronic card according to

one of the previous clainms, characterised i.n that . t he bottom
el enent ( 18yfgeund deeTempeeaturamalhglmjy der elektronischem @a@lelleemur sobwierig
nect ed, prgf {'\z Hreﬁatbond' ng, wel ding, engaging via notches or via clanp-

- -

Seit kurzem werden derartige e_lektronische Karten nicht nur fur die o.g. Funktio-
nen eingesetzt. \ﬁelmehr werden sie auch in sogenannten Transponder-Karten,

5 wie z.B. in elektronischen Karten fur ein Radiofreduenz-identiﬁk'ations-System_
zum Wiederauffinden von Gepacksticken, eingesetzt. Hierbei besteht die elek-
tronische Schaltung aus einem Antennenelement und einer mit diesem Anten-
nenelement Gber dinne Drahte verbundenen Ausw_ertungseinheit. Eine derartige,
elektronische Schaltung ist aufgrund ihrer réumlichen Ausdehnung nicht mehr -

10  wie z.B. ein Mikrochip - einfach durch ein KunststoffspritzguBverfahren kapsel-
bar, da durch den Spfitzdruck die das Antennenelement und die AuSWertungsein--_
heit der elektromschen Schaltung verbindenden Drahte beschadigt wirden. Man
ist daher zur Zeit gezwungen, diese élektronische Schaltung durch Einlamenie-

_ * ren zu verschlieRen, was bei einer Temperatur von 130° fur 20 bis 30 Minuten

15 geschieht. Eine derértige Vorgangsweise besitzt den Néchteii, daf die hiefz_u er-
forderliche Arbeitstemperatur fur 'die elektronische Schaltung in der Regel an der
Grenze des technisch Mdglichen liegt, so da bei der jetzigen Produktion derarti-
‘ger elektronischer Karten mit einer hohen Ausfallsrate gerechnet wird.

Kiarstellend zu den oben genanhten Karten soll rioch aufgefihrt werden, daR es
20 sich bei den gattungsgemaRen Karten nicht um elektronische Karten, wie sie zum

Beispiel in PC's als Steckkarten eingesetzt werden, und um Karten, deren Ge-

hauseeinrichtung bereits das endgultlge Gehause fir die elektronische Karte bil-

den, handeit.
Es ist. daher Aufgabe der Erﬁndun'g, eine elektronische Karte der eingangs ge-

25 nannten Art derart weiterzubilden, daR sie bei einer einfachen Herstellung einen
guten Schutz fr die in ihr aufgenommene elektronische Schaltung bietet.
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ing, with each other. 10 7. Electronic card accor di ng to one of the -
Jprevious clains, characterised in that . ~ the bottom el ement (10) iis-
of an essenti al I y rectangul ar shape limted by two | ongi t udi- na'l- I
edges (10a, 10b) and by two cross edges (1Cx, 10d), or that the "
bottom el ement (10) i-s of a circular, qval or pol ygonal shape and that the
sur- . face of the bottom-el em?rﬁ"(lO) I s somewhat smal |l er than that
of the elec- 15 tronic card. 8. Electronic card according to one
of the pr @ieeas\dbabemrd@rﬁndmh@gm dadmmtgeldst daf die Gehauseeinrich-

tung mindestens ein Bodenelement und _mmdenstens ein Deckelelement a_uf-
weist, daR die elektronische Schaltung zwischen den Innenfléchen dieser beiden
Elemente aufgenommen ist, daR im Bodenelement und irn Deckelelement zumin-

5 dest eine Vertiefung ausgebildet ist, in der die elektronische Schaltung eingesetzt
ist, daR die Kontur der Vertiefung auf die AuRenkontur der elektronischen Schal-
fung abgestimmt ist, daR das Deckelelement die elektronische Schaltung zumin-
dest teilweise tiberdeckt, und daR die Gehéuseeinrichtung durch eine Ummante-
lung aus Kun,_ststoff umgeben ist. | ' '

1'0' Durch die erfi ndungsgemaBen MaBnahmen wird in vorteilthafter Art und Wease ei-
ne Gehauseeinrichtung fur eine elektronlsche Schaltung einer elektromschen -
Karte geschaffen, die in vorteilhafter Art und Weise durch ein einfaches Kunst-
stoffsprltzgquerfahren herstellbar ist. Die erfi ndungsgeméBen zumindest im Bo-
denelement der Gehéauseeinrichtung vorgesehenen Vertiefungen erlauben in vor-

15 - teilhafter Art und Weisé auch die Aufnahme von raumlich ausgedehnteren elek-
tronischen Schaltungen, welche nach dem Aufeinanderiegen von Bodenelement
und Deckelelement und ggfs. einem Verbinden dieser beiden Elemente sicher
und temperaturgeSchﬂtzt im Inneren der Gehauseeinrichtung aufgenommen sind.
Die erfi ndungsgeméBe Gehéuseemnchtung kann dann zusammen mit der gegen

20 mechanische und/oder thermische EinfliRe geschitzten elektronischen Schal-
tung in ein Kunststoff-Sprltzgquerkzeug eingelegt und umspntzt werden, um die
endgultlge elektronische Karte hetzustellen

~ Eine vorteilhafte Welterblldung der Erfi ndung sieht vor, daR das Bodenelement
' undloder das Deckelelement der erfindungsgemaRen Gehéuseeinrichtung zumln-
25 dest zwei raumlich voneinander separierte. Vertiefungen zur Aufnahme zweier se-
| parater Bauteile der elektronlschen Schaltung aufweist, wobei diese beide Vertie-
fungen durch zumindest eine Aussparung zur Aufnahme der die beiden vorge-
nannten Teile verbindenden Leitungen verbunden sind. Eine derartlge Ausgestal-
tung besitzt den Vorteil, dal hierdurch' in vorteilhafter Art und Weise auch aus

_y.l
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t he recesses (21, 22; 2la, 22a) of the top elenment (20) are positioned :
above the recesses (11, 12; .1la, 12a) of the bqottom el enent (19;)
of the housmg_LL_ ——— 1') when the housing (1;1') isiniits assep e,d,
state. 20 9. Electronic card according to one of the previous clains,
char act mﬂ\mmuml “l“‘ the housing (1;1') is made of elastic or .
rigid pl 10. El'e1:2ron|c card according to one of the
previ ous tl & ne, Characterised in t hat the top el enent (20) of the
housi ng (1) does not extend over the entire width

Patentanspriiche d

-

1. Elektronlsche Karte fur elektromagnetisch bewnrkten Datenaustausch die ei-
ne elektromsche Schaltung (2) aufweist, die in einer Gehauseeinrichtung (1;
1 ) aufgenommen ist, dadurch gekennzeichnet, daR die Gehduseeinrichtung-
5 (1; 1') mindestens ein Bodenelement (10) und mindenstens ein Deckelele-
ment (20) aufweist, daf die elektronische Schaltung (2) zwischen den Innen-
flachen (10, 20') dieser beiden Elemente ('1 0, 20) aufgenommen ist, dal im
Bodenelement (10) und im Deckelelement (20) zumindest eine Vertiefung (11,
12, 21, 22; 11a, 12a, 21a, 22a) ausgebildet ist, in der die elektromsche Schal-
10 tung (2) eingesetzt ist, daB die Kontur (11', 12', 21", 22'; 1 1a, 124, 214, 22a)
der Vertiefung (11, 12, 21, 22; 11a, 12a, 21a, 22a) auf die AuRenkontur (2a', -
2b', 2¢',; 24, 2¢') der elektronischen Schaltung (2) abgestimmt ist, daR das
Deckelelement (20) die elektronische Schaltung (2) zumindest teilweise tber-
deckt, und daR die Gehauseeinrichtung (1; 1') durch eine Ummanteiun'g (50)
15 aus Kunststoff umgeben ist.

2. | Elektronische Karte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dal dié Ge-
hauseeinrichtung (1; 1') durch ein Spritzgulverfahren hergestelit ist.

3. Elektrdnische Karte nach Anspruch 1', dadurch gekennzeichnet, da das Bo-
denelement (10) und/oder das Deckelelement (20) der Gehéuseeinrichtung
20 (1) zumindest eing Offnung (13, 23) aufweist, in die ein elektronisches Bauteil
(2¢) emgesetzt ist.

4. Elektronische Karte nach Anspruch 1 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daR
das Bodenelement (10) und/oder das Deckelelement (20) Aussparungen '

Simneroes oy s
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“13- \of\t—hehbwm element (10) in at least one area when the,
caS| ng d fol ded-over state. . s e s

My

-13-

(24a,24b) zur Aufnahme von Bestandteile (2a-2c¢) der elektronischen Schal-
" tung (2) verbindenden elektrische Verbindungselemente (2d) aufweist.

-

5. Elektronische Karte nach einem der vorangehenden Anspr(]ché, dadurch ge-

kennzeichnet, dal das Deckelelement (20) mit dem Bodenelement (10) der

5 Gehauseeinrichtung (1; 1') Gber Verbindungselemente (31a,31b; 31a-31 c') |
verbunden ist, um dne das Deckelelement (20) auf das Bodenelement (10)

schwenkbar ist.

6. Elektronische Karte nach einem der vorangehénden Anspriche, dadurch ge-
kennzeichnet, dal das Bodenelerhent (10) und das Deckelelement (20) der |
10 Gehauseeinrichtung (1), vorzugsweise durch Verkleben, Verschweilen, Ver- .
rasten oder Verklemmen, verbunden ist.

7. Elektronische Karte nach einem der vorangehenden Ansprlche, daduréh ge-
kennzeichnet, dal® das Bodenelement (10) eine durch zwei Léngsrénder
(10a,10b) und zwei Querréndér (10c,10d) begrenzte, im wesentlichen recht-

15 eckige Grundflache aufweist, oder daf} das Bodenelement (10) eine runde,
ovale oder polygonale Grundfiiche aufweist, und daB die Grundflache des
Bodenelements (10) etwas kleiner als diejenige der elektronischen Karte ist.

8. Elektronische Karte nach einem der vorangehenden Anspriiche, dadurch ge-
kennzeichnet, da die Vertiefungen (21,22,21a,22a) des Deckelelemehts (20)
- 20 im montierten Zuét_and der Geh&useeinrichtung (1';1') Uber den Vertiefungen
- (11,12;11a,12a) des Boden'elements (10) der Gehéauseeinrichtung (1;1')

liegen.

. L) 'q
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il. El ectroni ¢ card—aceerding to one of the clains 1.to 8, characterised,in
t hat the el enent (20) and the bottom el'enment (10): of the | ;,”,
housi ng ( "I’ﬂ#&#uﬂ 'Il mF overl ap one another when the housing (1,3°,,

isinits 12. Electronic card according to one
of "t he previous clai ms char act eri sed |n t hat one of the two
el ements (10, 20) of the housing (1') - §‘prOV| ded with an open-

ing (40) through which an injection- m)ul ding material can be conveyed, that -

the openi ng. (Elektrosische Kartecuachoeinem darstorangeherdemcAngpriahe Adddurciuger ng

to- 10 d t h f. t 1 t h
| (r:’I)J ection-no %ﬂ%ﬁs %g%eaﬁod'e éeeh U%%Sétﬂ? uni(%gﬁ }gavlsgh?ﬁ‘e"%esﬁ?rng (40)
can pass t hr qeaKaiststofafataizt gefsrtigeist.

10. Elektronische Karte nach einem der vorangehenden Anspruiche, dadurch ge-
5 kennzeichnet, daR sich das Deckelelement (20) der Geh&useeinrichtung (1) -
im zusammengeklappten Zustand der Gehauseeinrichtung (1) in mindestens
einem Bereich nicht Gber die volle Breite des Bodenelements (10) erstreckt.

11. Elektronische Karte nach einem der Anspriiche 1 bis 9, dadurch gekennzeich-
'net, daR das Deckelelement (20) und das Bodenelement (10) der Gehéuse- :
10 einrichtung (1') sich im zusammengeklappten Zustand der Gehéauseeinrich-
tung (1') im wesentlichen uberdecken.

12. Elektronische Karte nach einem der vorangehenden Anspriche, dadurch ge-
kennzeichnet, daR in einem der beiden Elemente (10, 20) der Gehéuseein-
richtung (1') sine Offnung (40) vorgesehen ist, durch die SpritzguRmaterial

15 einleitbar ist, da® die Offnung (40) mit mindestens einem zum Rand' der Ge-
hauseeinrichtung (1') verlaufenden Kanal (42a, 42b) verbunden ist, so da
das durch die Offnung (40) einbringbare SpritzguRmaterial durch den minde-
stens einen Kanal (42a, 42b) im Inneren der Gehéauseeinrichtung (1') zu de-
ren Rand leitbar ist.

20 13. Elektronische Karte nach einem der vorangehenden Anspriiche, daduréh ge-
kennzeichnet, d'ar.s die erste Vertiefung (11a, 21a) und die zweite Vertiefung
( 1 2a, 22a) des Bodenelements (10) und/oder des Deckelelements (20) der
Gehéuseeihrichtung (1") durch Klemmelemente (29a, 29b) verbunden sind,
durch die die beiden Bauteile (2a, 2c) der elektronischen.Schaltung (2)

GEANDERTZS, ELATT



(42a __4LZb)._L4qs+4aLe—t—he—heu5| ng (1') towards the edge of the housi ng (1').-
El ectronic cawﬁam ing to one of the previous cl-ainms, ohar acteris.eg
rst

|n'thaH“‘ “‘ L“I recess (1lla, 21a) and the second recess (12a" s,
22a) o el enent (10)-and/or the top elenent (10) of the

housi ng (1 ) are connect ed by .1§lLamp elements (29a, 29b), by neans
of which the connecting wres (2d) serv- I ng to connect the two

omponent .oy oof ek BHeot) i sl nap o i

housing (1') das Bodenelement (10) der Gehauseeinrichtung (1) angedrickt sind. :

-

14. Elektronische Karte nach einem der vorangehenden Ansprﬁche, dadurch ge-
| kennzeichnet, da mindestens eines der in einer der Vertiefungen (11,12;
5 21,22;11a,12a,21a,22a) des Bodenelements (10) und/oder desDeckelele-
ments (20) der Gehédseeinricht_ung (1; 1) aufnehmbaren elektronischen Bau-
teile ein Antennenelement (2a,2b) oder ein Mikrochip (2c) ist.

15. Verfahren zur Hersiellung einer eine elektronische Schaltung (2) aufweisen-
den elektronische Karte fur elektromagnetisch bewirkten Datenaustausch, bei
10 dem in einem ersten Arbeitsschritt eine ein Bodenelement (10) und ein Dek-
kelelement (20) aufweisende Gehauseeinrichtung (1; 1') durch eih Spritzgul3-
verfahren gefertigt wird, die im Bodenelement (10) und/oder im Deckelele-
ment (20) zumindest eine Vertiefung (11,12, 21, 22; 11a, 123, 21a, 21b). auf- '
weist, bei dem in einem darauffolgenden Arbeitsschritt Bauelemente (2a-2d)

' 15 | der in der Gehauseeinrichtung (1; 1') aufzunehmenden elektronischen Schal-
tung (2) in die zumindest eine Vertiefung (11,12; 11a, 12a) des Bodenele-
ments (10) eingelegt werden, bei dem in einem darauffolgenden Arbeitsschritt
das Deckelelement (20) derart auf dem Bodenelement (10) fixiert wird, da3 |
durch das Deckelelement (10) die in den Vertiefungen (11,12) des Bodenele-

20 ments (10) aufgenommene elektronische Schaltung (2) zumindest teilweise

' uberdéckt wird, und daR die Géhéuseeihrichtung (1) inein SpritzguB-Werk-
zeug elngelegt und zur Ausbildung der elektronlschen Karte mit Kunststoff
ummantelt wird.

16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichhet, daR das Bodenele-
25 ment (10) und das Deckelelement (20) der Geh&useeinrichtung (1; 1') durch
Verbindungselemente (31a, 31b; 31a-31c) verbunden werden.

GEANCTRIER .',..HTT



20 14. ,ELeet«mrrr’c card accordi ng to one .of the previous cI ai ns,

characteri sed at | east ‘one of the el ectronic ’corrponent s; 2
eont ai “ “ “‘L“ \‘“cesses (11, 12; 21, 22; 11 a;» 12a, 21 a
22a) o“\ mel ement (10) and the top el e- ment (20) of the .

housi ng (1 1 ) is an antenna el enent (4ga, 2b) or a mcroch| p
(2¢c).

17. Verfahren nach einem der Anspriche 15 oder 16, dadurch gekennzeichnet,
daB im Bodenelement (10) und/oder im Deckelelement (20) der Gehauseein-
richtung (1) mindestens zwei Vertiefungen (11,12, 21,22; 113, 12a, 21a, 22a)
vorgesehen_ werden, und dafl im Bodenelement (10) und/oder im Deckelele-

5 ment (20) Aussparungen (24a,24b) fur Verbindungsdréhte (2d) der elektroni- :
schen Schaltung (2) vorgesehen werden.

18. Verfahren nach einem der Anspriche 15 bis 17, dadurch gekennzeichnet,
daR im Bodenelement (10) und/oder Deckelement (20) der Geh&useeinrich-
tung (1') mindestens zwei Kiemmelemente (29a, 29b) fir Verbindungsdrahte

10 ~ (2d) der elektronischen Schaltung (2) vorgesehen werden.

19. Verfahren nach einem der vofangehenden Anspriche, dadurch gekennzeich-
net, daB} das Bodenelément (10) und das Deckelelement (20) der Gehaduse-
einrichtung (1;1') zumindest teilweise zur Fixierung des Deckelelements (20)
auf dem Bodenelement (10) verbunden werden.

15  20. Verfahren nach e_inem'der vorangehenden Anspriiche, dadurch gekennzeich-
net, daf die Gehauseeinrichtung (1;1 ') aus elastischem Kunststoffmaterial ge-
fertigt wird. |

21. Verfahren nach einem der Anspriiche 15 bis 19, dadurch gekennzeichnet,
daf die Gehaduseeinrichtung (1) aus starrem Kunststoffmaterial gefertigt ist.

LR | “.
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-14- _ 15. Process for the manufacturing of an electronic card
provided with an el ec- tronic.circuiit (2) for electronic data
exchange, whereby during a first step of operation a housing (1
1') provided with a bottom el enent (10) and a top el e- ment (20)
I's made via a plastic injection-nou]ding process, whose bottomele- 5
ment (10) and/or top elenent (20) T8 provided with at |east on recess (11,

12, 21, 22; 11 a, 12a, 21 a, 21 b), whereby during a subsequent
step conponents Text ag ame d B circuit (2) to be

received within the housing (1; 1')

ENT1E001WO/ws980152/Dr.L./bz/31.08.1998

Electronic card for electromagnetic data exchange and a process for manu-
facturing such a card

5 Description

The invention relates to an electronic card for electromagnetic data exchange,
the electronic card having an electronic circuit, which is contained in a housing,
as well as process for manufacturing such a card.

Electronic cards with an implemented electronic circuit are already known and are
10 used, for example, as telephone cards, as credit cards with an integrated tele-
phone card function, etc. In these cases, the electronic circuit is contained in an
hermetically-encapsulated casing and is placed upon a supporting element of the -
electronic card. The disadvantage of this procedure is that it can be carried out
only at rather high costs, since the encapsulating of the microchip is difficult to
15 carry out, due to the temperature sensitivity of its electronic components.

Nowadéys such electronic cards are used not only for the above-mentioned func-

tions, but they are also used as so-called transponder cards, such as electronic

cards for a radio-frequency identification system for tracing luggage, for example.

Here the electronic circuit consists of an antenna element and an evaluation unit
20 connected to the antenna element via thin wires. Due to its spatial extension,

such an electronic circuit can no longer be encapsulated by a simple plastics in-
jection moulding process - like a microchip for example -, since the wires connect-
ing the antenna element and the evaluating unit of the electronic circuit would be
damaged due to the pressure resulting from the injection moulding process.

25 Therefore, at preserit the electronic circuit has to be sealed via a laminating




are inserted into at | east one recess (11, 12; 11 a, 12a) of the bottom

el enent (10), whereby in a further step the top elenent (20) is
fixed onto the bottom 10 el enent (10) in such a way that the electronic
circuit (2) received within the recesses (11, 12) of the bottom
element (10) is at least partially govered by the top el enent
(20), and whereby the housing (1) é placed into an injection-

nmoul di ng machine to be encased in plastic terial Or&lﬁ'@: to,create the

ac- process, caired eutat a temperatuce of 1307 Hor 2@ to 3963'@5‘ dsadvans cl ai m

el emeﬁ?gg;g;skﬁe gﬁ‘g{]ﬂg’w&%@‘) aﬁ%%r‘? geﬂatu?ﬂﬂ)rttﬁé top

electronic card circuit generally reaches the limits of technological feasibility, so
that during the present production of such an electronic cards a high failure rate
5 s expected. |

It must be clarified that the above-mentioned cards are cards which are neither
electronic cards such as are used with personal computers for example, nor elec-
tronic cards whose casing already constitutes the final casing for the electronic
card.

10 It is the object of the invention to develop a housing for an electronic circuit of an
electronic card, which is easy to produce and which yields a proper protection for
the electronic circuit contained within.

This object is achieved according to the invention in that the housing is provided
with a bottom element and a top element, in that the electronic circuit is contained
15 between the inner surfaces of these two elements, that at least one of the bottom
element and the top element is provided with at least one recess, into which the
electronic circuit is inserted, that the shape of the recess corresponds to the outer
shape of the electronic circuit, that the electronic circuit is at least partially cov-
ered by the top element, and that the housing is encased by a sheating made of

20 plastics.

A housing for the electronic circuit of an electronic card is created in an advanta-
geous manner by the procedures according to the invention and this housing can
be produced via a simple plastics injection moulding process in a convenient way.
The recesses according to the invention, provided at least within the bottom ele-
25 ment of the housing, make it advantageously possible to incorporate even spa-
tially extended electronic circuits, which are contained within the housing, safe



vi a ‘connecting el ements (3la, 31b; 3la - 31c) 17. Process
accor dirng—to—ene—of the clains 15 or .16, characterised in that at |east

one of el ement (10) and the top el enent (20) of the housing (1)
ii’, Miﬁﬂﬁ"mm at least two recesses (11, 12, 21, 22; 1 la, 12a,

21a 22 hat at | eas} one of the bottom el errent (10) and
the top el enent (20) are Provided with recesses (24a, 24b) for
connecting wires (2d) of the electronic circuit (2).

Claims as amended under PCT-Chapter li
Claims

1. Electronic card for electromagnetic data exchange, the electronic card having
an electronic circuit (2), which is contained in a housing (1), characterised in
5 that the housing (1,1') is provided with a bottom element (10) and a top ele-
ment (20), in that the electronic circuit (2) is contained between the inner sur-
faces (10', 20') of these two elements (10, 20), that at least one of the bottom
element (10) and the top element (20) is provided with at least one recess
(11, 12, 21, 22, 11a, 12a, 214, 22a), into which the electronic circuit (2) is in-
10 serted, that the shape (11', 12', 21', 22', 114, 122, 212, 222') of the recess
(11, 12, 21, 22, 11a, 12a, 21a, 22a) corresponds to the outer shape (2a', 2b',
2¢'; 2a', 2¢') of the electronic circuit (2), that the electronic circuit (2) is at least
partially covered by the top element {(20), and that the housing (1; 1') is en-
cased by a sheating (50) made of plastics.

15 2. Electronic card according to claim 1, characterised in that the housing (1; 1')
is produced via an injection molding process.

3. Electronic card according to claim 1, characterised in that at least one of the
bottom element (10) and the top element (20) of the housing (1) are provided
with at least one opening (13, 23) into which an electronic component (2c)

20 can be inserted. |

4. Electronic card according to claim 1 or 3, characterised in that at least one of
the bottom element (10) and the top element (20) are provided with recesses
(24a, 24b) for receiving connecting elements (2d) serving to connect compo-
nents (2a - 2c¢) of the electronic circuit (2).




18. ‘Process a acco one of the clainms 15 to 17, cha'racterl sed in that
at | east m‘\m “ “&\ “\) el enents (29a, 29b) for connectl ng wires (2d) of
t he elec\ -15-

-12-

5. Electronic card according to one of the previous claims, characterised in that
the top element (20) is connected to the bottom element (10) of the casing de-
vice {1;1') via connecting elements (31a, 31 b; 31a - 31c), and in that the top
element (20) can be folded via these connecting elements (31a, 31b; 31a -

5 31c¢) onto the bottom element (10).

6. Electronic card according to one of the previous claims, characterised in that
the bottom element (10) and the top element (20) of the housing'(1) are con-
nected, preferably via bonding, welding, engaging via notches or via clamp-
ing, with each other.

10 7. Electronic card according to one of the previous claims, characterised in that
the bottom element (10) is of an essentially rectangular shape limited by two
longitudinal edges (10a, 10b) and by two cross edges (10c, 10d), or that the
bottom element (10) is of a circular, oval or polygonal shape and that the sur-
face of the bottom element (10) is somewhat smaller than that of the elec-

16 tronic card.

8. Electronic card according to one of the previous claims, characterised in that
the recesses (21, 22; 21a, 22a) of the top element (20) are positioned above
the recesses (11, 12; 11a, 12a) of the bottom element (10) of the housing (1;
1') when the housing (1; 1') is in its assembled state. '

20 9. Electronic card according to one of the previous claims, characterised in that
the housing (1; 1') is made of elastic or rigid plastic material.

10. Electronic card according to one of the previous claims, characterised in that
the top element (20) of the housing {1) does not extend over the entire width
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t he pr
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Ci rcu M’ih are prow in the bottomelenment (10) and the top el enent

M”C,'m using (1'). 19. Process according to one of
aracterised in that the bot- tom el ement
(10) and the tob efemant (20) of the housing (1; 1') are con- 5

east partially in order tqgfix the top elenent (20) onto t
el ement (10). EO Pr ocess accordl ng to one of

pg@har G iﬁ(ﬂ in'at 1645t one‘area when the casing [ Bebich id in its
folded-over state.

Electronic card according to one of the claims 1 to 8, characterised in that the
top element (20) and the bottom element (10) of the housing (1') essentially
overlap one another when the housing (1') is in its folded-over state.

Electronic card according to one of the previous claims, characterised in that
one of the two elements (10, 20) of the housing (1") is provided with an open-
ing (40) through which an injection-moulding material can be conveyed, that
the opening (40) is connected to at least one channel (42a, 42b) running to-
wards the edge of the housing (1'), so that the injection-moulding material
which is conveyed via the opening (40) can pass through at least one channel
(42a, 42b) inside the housing (1') towards the edge of the housing (1').

Electronic card according to one of the previous claims, characterised in that
the first recess (11a, 21a) and the second recess (12a, 22a) of the bottom
element (10) and/cr the top element (10) of the housing (1') are connected by
clamp elements (29a, 29b), by means of which the connecting wires (2d) serv-
ing to connect the two components (2a, 2¢) of the electronic circuit (2) can be
pushed against the top element (20) and/or the bottom element (10) of the
housing (1').

Electronic card according to one of the previous claims, characterised in that
at least one of the electronic components contained within the recesses (11,
12; 21, 22; 11a, 12a, 21a, 22a) of the bottom element {10) and the top ele-
ment (20) of the housing (1; 1') is an antenna element (2a, 2b) or a microchip
(2¢c).

he
t he
i's made



21. 'Process_according to one of the clains 15 to 19, characterised in that

he 10 housi n 1; 1') is made of arigid plastic material.
i
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15. Process for the manufacturing of an electronic card provided with an elec-
tronic circuit (2) for electronic data exchange, whereby during a first step of
operation a housing (1; 1') provided with a bottom element (10) and a top ele-
ment (20) is made via a plastic injection-moulding process, whose bottom ele-

S ment (10) and/or top element (20) is provided with at least on recess (11, 12,

21, 22; 11a, 12a, 21a, 21b), whereby during a subsequent step components
(2a - 2d) of the electronic circuit (2) to be received within the housing (1; 1')
are inserted into at least one recess (11, 12; 11a, 12a) of the bottom element
(10), whereby in a further step the top element (20) is fixed onto the bottom

10 element (10) in such a way that the electronic circuit (2) received within the
recesses (11, 12) of the bottom element (10) is at least partially covered by
the top element (20), and whereby the housing (1) is placed into an injection-
moulding machine to be encased in plastic material in order to create the ac-
tual electronic card.

16 16. Process according to claim 15, characterised in that the bottom element (10)
and the top element (20) of the housing (1; 1') are connected to each other
via connecting elements {(31a, 31b; 31a - 31¢).

17. Process according to one of the claims 15 or 16, characterised in that at least
one of the bottom element (10) and the top element (20) of the housing (1)
20 are provided with at least two recesses (11, 12, 21, 22; 11a, 12a, 213, 22a),
and that at least one of the bottom element (10) and the top element (20) are
provided with recesses (24a, 24b) for connecting wires (2d) of the electronic
circuit (2).

18. Process according to one of the claims 15 to 17, characterised in that at least
25 two clamp elements (29a, 29b) for connecting wires (2d) of the electronic
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circuit (2) are provided in the bottom element (10) and the top element (10) of
the housing (1').

19. Process according to one of the previous claims, characterised in that the bot-
tom element (10) and the top element (20) of the housing (1; 1') are con-
5 nected at least partially in order to fix the top element (20) onto the bottom
element (10). | :

20. Process according to one of the previous claims, characterised in that the
housing (1; 1') is made of an elastic plastic material.

21. Process according to one of the claims 15 to 19, characterised in that the
10 housing {1; 1') is made of a rigid plastic material.

U —



PCT

WELTORGANISATION FUR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales Biiro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VEROFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG UBER DIE
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(S1) Internationale Patentklassifikation 6 : (11) Internationale Verbffentlichungsnommer: WO 97/38396
GDGI'( 19077 Al (43) Internationales

Verbffentlichungsdatum; 16, Oktober 1997 (16.10.97)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP97/01658 | (81) Bestimmungsstaaten: AL, AM, AT, AU, AZ, BB, BG, BR,

(22) Internationales Anmeldedatum: 2. April 1997 (02.04.97)

(30) Prioritiitsdaten:
296 05 937.4 3. April 1996 (03.04.96) DE
196 13 543.5 3. April 1996 (03.04.96) DE
(71)(72) Anmelder und Erfinder: BUNERT, Peter [DE/DE];

Schlossstrasse 21, D-75245 Neulingen (DE).

(74) Anwillte: TWELMEIER, Ulrich usw.; Westliche Karl-
Friedrich-Strasse 29-31, D-75172 Pforzheim (DE).

BY, CA, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, Fi, GB, GE, GH,
HU, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LK, LR, LS, LT, LU,
LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO,
RU, SD, SE, 5G, SI, SK, TJ, TM, TR,
UZ, VN, YU, ARIPO Patent (GH, KE,
UG), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU,
TJ, T™), europliisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES,
FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI Patent
(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, ML, MR, NE, SN, TD,
TG).

Verdifentlicht
Mit internationalem Recherchenbericht. :
Vor Ablauf der filr Anderungen der Anspriiche zugelassenen
Frist, Verdffentlichung wird wiederholt falls Anderungen
eintreffen.

(54) Title: HOUSING FOR AN ELECTRONIC CIRCUIT IMPLEMENTABLE IN AN ELECTRONIC CARD, AND A METHOD OF

MANUFACTURING SUCH A CARD

(54) Bezeichnung: GEHAUSEEINRICHTUNG FUR EINE IN EINER ELEKTRONISCHEN KARTE IMPLEMENTIERBARE ELEK-
TRONISCHE SCHALTUNG SOWIE EIN VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER DERARTIGEN KARTE

(57) Abstract

Described is a housing designed to accommodate
an electronic circuit (2) which can be implemented in an
electronic card. The invention calls for the housing (1)
to have a floor element (10) and a cover element (20),
| the electronic circuit (2) being accommodated between the
inside walls (10°, 20°) of these two elements (10, 20). In
the floor element (10) and /or cover element (20) is at least
one recess (11, 12; 21, 22) in which the clectronic circuit
is placed, the shape (11°, 12’; 21°, 22"} of the recesses
matching the outer shape (2a’, 2b’, 2¢”) of the electronic
circuit (2) and the electronic circuit (2) being at least partly
covered by the cover element (20).

(57) Zusammenfassung

Beschricben wird cine Gehliuseeinrichtung zur Auf-
nahme einer in eine elektronische Karte implementierbare
elektronischen Schaltung (2). Erfindungsgemi8 ist vorgese-
hen, daB die Gehiiuseeinrichtung (1) ein Bodenelement (10)
und ein Deckelelement (20) aufweist, daB die elektronische
Schaltung (2) zwischen den Innenfiichen (10°, 20°) dieser
beiden Elemente (10, 20) aufnchmbar ist, da im Bodenele-
ment (10) und/oder im Deckelelement (20) zumindest eine
Vertiefung (11, 12; 21, 22) ausgebildet ist, in der die elek-
tronische Schaltung (2) cinsetzbar ist, daB die Kontur (11°,
12°; 21, 22) auf die AuBenkontur (2a', 2b°, 2¢’) der elek-
tronischen Schaltung (2) abgestimmt ist, und daB durch das
Deckelelement (20) die elektronische Schaltung (2) zumin-
dest teilweise iiberdeckbar ist.
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